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รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาแนวทางการใช้เครื ่องมือการทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (Science Diplomacy) หรือการทูต ววน. ในการยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง โดยมุ่งวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการใช้ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ของกระทรวงการต่างประเทศ มาก าหนดทิศทางและการด าเนินงานของ
กระทรวงการต่างประเทศในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับผู้เล่นส าคัญ และ
ผลักดันให้ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

การศึกษาพบว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงสนับสนุนจากการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เศรษฐกิจดิจิทัล และอีคอมเมิร์ซ และ
น าไปสู่การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ามหาศาลในอุตสาหกรรมดิจิทัลในช่วง 2-3 
ปีที่ผ่านมา นับเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ไทยไม่อาจละเลยได ้

รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก โดยพบว่าไม่มี
ประเทศใดที ่สามารถสร้างระบบนิ เวศครอบคลุมตั ้งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้าได้โดยล าพัง ขณะที่
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยกระจุกตัวอยู ่ในกลุ ่มขั ้นการผลิตปลายน ้า ยังต้องพึ ่งพา 
การน าเข้าวัตถุดิบระดับกลางน ้า และขาดศักยภาพในระดับการออกแบบต้นน ้า ขณะที่ศักยภาพการ
ผลิตบุคลากรของไทยยังไม่เพียงพอที่จะรองรับยุทธศาสตร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศได้ 
อย่างไรก็ดี พบว่าไทยมีศักยภาพในเซมิคอนดักเตอร์ 5 สาขา โดยมีสาขาที่สมควรพิจารณาน ามาศึกษา
เป็นสาขาน าร่องส าหรับกระทรวงการต่างประเทศในการขับเคลื่อนการทูต ววน. ได้แก่สาขา Power 
Semiconductor สาขา Optoelectronics/Photonics และการยกระดับอุตสาหกรรมปลายน ้าของ
ไทย เนื่องจากเป็นหนึ่งในสาขาที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระบุว่ามีศักยภาพสูง มีแนวโน้มเติบโตสูง และไทยมีตลาด
ภายในประเทศรองรับ รวมทั้งมีผู้เล่นระดับโลกอยู่ในประเทศ 

การวิเคราะห์ Gap Analysis ได้ชี้ให้เห็นช่องว่างในห่วงโซ่คุณค่า ทรัพยากรบุคคล การวิจัย
และพัฒนา และมาตรการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ส าหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย 
อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศมีศักยภาพและเครื่องมือทางการทูตที่สามารถน ามาปรับใช้
แนวทางตามยุทธศาสตร์การทูต ววน. เพื่อมาอุดช่องว่างได้ในหลายมิติ โดยเฉพาะการสร้างความไว้
เนื้อเชื่อใจต่อไทยในฐานะพื้นที่ปลอดภัย (Safe Haven) ส าหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกดึง



จ 

เข้าสู่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การที่กระทรวงการต่างประเทศมีส านักงานอยู่ในทุกประเทศที่เป็น
ผู้น าในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม จึงสามารถเป็นผู้เปิดประตูและจุดประกายความร่วมมือ (Door 
Knocker) ทั้งกับสถาบันวิชาการและภาคเอกชนส าคัญในอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือ
ทางการทูตในการสร้างความมุ่งมั่นทางการเมืองเพื่อผลักดันความร่วมมือกับต่างประเทศในสาขาที่ไทย
ต้องการ ซึ่งน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศควรร่วมท างานอย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยงานพันธมิตรภายใต้ยุทธศาสตร์การทูต ววน. ทั้งการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งองค์ความรู้ 
(Mapping) การริเริ่มความสัมพันธ์กับผู้เล่นส าคัญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม การสร้าง
ความมุ่งมั่นทางการเมืองระหว่างประเทศและภายในกระทรวงการต่างประเทศ การสร้างความเชื่อมั่น
ระดับสูงในโอกาสการเยือนประเทศเจ้าของเทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านโครงการวิจัยระหว่าง
ประเทศ และการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้เช่ียวชาญคนไทยในต่างประเทศ 

การที่ไทยจะสามารถยกระดับระบบนิเวศอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้เข้าสู่ระดับต้นน ้า
และกลางน ้าได้ตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ขั ้นสูง ภายในปี ค.ศ. 2050 ได้นั้น ไทยต้องเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่บัดนี้ โดยต้องอาศัยการประสาน 
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้ประโยชน์จากกลไกคณะกรรมการ 
นโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั ้นสูงแห่งชาติ  มีการติดตามและ
ประสานงานอย่างสม ่าเสมอระหว่างสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ก ับหน่วยงาน
ภายในประเทศ รักษาความมุ่งมั่นทางการเมืองให้มีความต่อเนื่อง มอบหมายหน่วยงานในกระทรวง
การต่างประเทศรับหน้าที่เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนในแต่ละส่วน จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
และต่อเนื ่องเพื ่อขับเคลื ่อนการทูต ววน. และพัฒนาศักยภาพและสร้างนักการทูตที ่ เข ้าใจ  
เห็นความส าคัญและโอกาสของประเทศจากการทูต ววน. เพ่ือรักษาความมุ่งมั่นและแรงขับเคลื่อนของ
กระทรวงการต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 

กรอบการวิเคราะห์และแนวทางการด าเนินงานของการศึกษาฉบับนี ้อาจปรับใช้เป็น
แนวทางในการประยุกต์ยุทธศาสตร์การทูต ววน. ไปใช้กับสาขาและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไทยต้องการ
ไต่ระดับห่วงโซ่คุณค่า หรือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาประเทศ ผ่านการสร้างความร่วมมือ
กับต่างประเทศได้อีกด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
ผู้ศึกษาได้ติดตามการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกและเห็นโอกาสที่ประเทศไทย

จะรว่มได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมนี้ และยิ่งรู้สึกยินดีที่กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการอย่าง
จริงจังในการขับเคลื่อนการทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งผู้ศึกษามีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศว่าจะสามารถน าการทูตไปสู่มิติที่หลากหลายเพื่อสนับสนุน 
การยกระดับการพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศ 

ผู้ศึกษาจึงหวังว่ารายงานส่วนบุคคลฉบับนี้จะสามารถเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการทูตและการก าหนดนโยบาย ในการก าหนดแนวทางหรือมาตรการที่
จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถสร้างพันธมิตรทางเทคโนโลยี ดึงดูดการลงทุน และขับเคลื่อน
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

การจัดท ารายงานศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ได้รับความกรุณาอย่างยิ ่งจากคณะอาจารย์  
ที ่ปรึกษา ได้แก่ เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ ่นทอง เอกอัครราชทูต เจษฎา กตเวทิน และ  
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและสละเวลาให้ค าแนะน า 
ชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอบพระคุณนายทฤษฎี จ าลองราษฎร์ ผู้อ านวยการกอง
สนเทศเศรษฐกิจ และนางสรียา ปัญญาดี นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ที่ไดใ้ห้ข้อมูลและข้อคิดเห็นอันมีค่าในประเด็นที่เป็นหัวใจของรายงานฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณท่านเอกอ ัครราชทูตอ ัครพงศ ์ เฉล ิมนนท์ และเพ ื ่อนร ่วมงานท ี่  
สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ที่สนับสนุนให้ผู ้ศึกษาเข้ารับการอบรมในหลักสูตร  
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 17 ประจ าปี 2569 ในช่วงเวลาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีภารกิจต่อเนื่อง
พร้อมกันหลายด้าน และยังต้องปฏิบัติงานแทนผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาการอบรม 

นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู ้อ านวยการและเจ้าหน้าที ่สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์- 
วโรปการ และผู้ร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 17 ทุกท่าน ที่ท าให้การเข้าร่วมการอบรม
ครั้งนี้เป็นประสบการณ์อันล ้าค่า 

ส าคัญที่สุด ขอขอบคุณครอบครัวของผู้ศึกษาส าหรับการสนับสนุน ก าลังใจ และความเข้าใจ 
ตลอดการอบรมในหลักสูตร และการจัดท ารายงานส่วนบุคคลฉบับนี ้
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1.1  ภูมิหลัง และความส าคัญของหัวข้อที่จะศึกษา 

ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยก าลังเผชิญกับภาวะเติบโตชะลอตัวอย่างต่อเนื ่อง  
โดยหากพิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี (Nominal 
GDP) ในช่วงยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะปกติภายหลังวิกฤตการณ์โควิด  คื ช่วงปี 
2564-2568 พบว่า มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.93 ต่อปี โดยมีช่วงอยู่ที่ร้อยละ 1.54-3.83 
ยกเว้นปี 2565 เพียงปีเดียวที่เติบโตถึงร้อยละ 7.40 ขณะที่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คื อปี 2564-2567 
อาเซียนมีค่าเฉลี่ย GDP เติบโตที่ร้อยละ 4.69 ถึงแม้รัฐบาลไทยหลายชุดจะมีความริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อ
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แต่อาจกล่าวได้ว่า 
ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตได้สูงได้อย่างในยุคก่อนเกิดวิกฤตต้มย ากุ้ง  
ซึ่งช่วงต้นของทศวรรษ 1990 มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 10.0 ถึง 14.3 ต่อปี ท าให้ไทยยังคงติดกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) ไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ 
จนกระทั่งเริ ่มมีผู ้เปรียบเทียบประเทศไทยว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย (Sick man of Asia) ยุคใหม่ 
ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแสวงหาเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ ( New 
Growth Engine) มาช่วยเสริมก าลังในการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและประชาชน 

ในรอบเกือบ 5 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีหลายอุตสาหกรรมที่สามารถดึงดูดการลงทุนให้กับ
ประเทศไทยได้อย่างโดดเด่น อาทิ อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Data Center & Cloud 
Services) อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุตสาหกรรมส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
ซึ ่งรวมถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร ์ โดยในช่วงปี 2565 ถึงสามเดือนแรกของปี 2569 
อุตสาหกรรมที่มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สูงสุดคืออุตสาหกรรมดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสะสม
ในช่วงดังกล่าว 1.76 ล้านล้านบาท และ 9.7 แสนล้านบาท ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนในปี 2568 ถึง 625,832 ล้านบาท และในช่วงสามเดือนแรกของปี 2569 มีมูลค่าถึง 
873,323 ล้านบาท ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องจักรและยานยนต์มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
เป็นอันดับที่ 3 ด้วยยอดสะสม 455,130 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงให้เห็นทิศทางการ
ไหลเวียนของเงินลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตที่มีการเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในหมวด
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ดิจิทัล อย่างโครงการ Data Center และ Cloud Services ซึ ่งมีอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญ ที่ก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักใหม่ทดแทนอุตสาหกรรมดั้งเดิม ยืนยันถึงสภาวะการ
ลงทุนที่ตื่นตัวขั้นสูงสุดและบทบาทการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งใหม่ในภูมิภาคของประเทศไทย 
 
ตารางที่ 1 มูลค่าเงินลงทุนของโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม ปี 2565-2569 (ล้านบาท) 

ประเภทอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ม.ค.-มี.ค. 
2569 

ยอดสะสม 

ดิจิทัล  
(Data Center/Cloud) 

38,467 5,980 220,322 625,832 873,323 1,763,924 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

93,322 340,340 227,269 271,256 39,618 971,805 

ยานยนต์ /  
เครือ่งจักรและยานยนต์ 

108,070 84,710 135,191 116,693 10,466 455,130 

แร่ โลหะและวสัด ุ 22,529 41,735 63,819 145,524 10,984 284,591 
เคมีและปิโตรเคม ี 28,909 49,949 51,402 60,277 7,215 197,752 

เกษตร อาหาร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

36,263 55,239 32,392 44,181 5,629 173,704 

โลจิสติกส์  
และบริการที่มมีูลค่าสูง 

20,673 41,760 43,534 42,413 2,378 150,758 

พลังงาน  
และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

15,821 24,357 19,488 23,017 924 83,607 

สร้างสรรค ์ 14,680 14,257 17,354 12,552 4,599 63,442 
การแพทย ์ 7,476 4,914 8,207 18,180 528 39,305 

เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ  
และหุ่นยนต ์

— — — — 7,870 7,870 

อากาศยานและอวกาศ / 
ท่องเที่ยว / อื่นๆ 

— — — — 2,329 2,329 

ที่มา: รวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยผู้เขียน จากฐานข้อมูลสถิติโครงการลงทุนต่างชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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การขยายตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ดังกล่าว ได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เศรษฐกิจดิจิทัล และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความต้องการพลังการประมวลผลระดับสูงและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) อย่างมหาศาล 
ทั่วโลก คลื่นความเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นโอกาสส าคัญทางเศรษฐกิจที่ไทยไม่อาจละเลยได ้

อย่างไรก็ดี แม้ไทยจะมีพื้นฐานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างยาวนาน แต่ส่วนใหญ่
ยังคงกระจุกตัวอยู ่ในกิจกรรมระดับปลายน ้า (Downstream) เช่น การประกอบและทดสอบ 
เซมิคอนดักเตอร์ (Outsourced Semiconductor Assembly and Test-OSAT) บางส่วน หรือ
อุตสาหกรรมขั้นกลางที่ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบ เช่น แผ่นวงจรพิมพ์ ( PCB) ระบบ
ควบคุมพลังงานใน Data Center หรือในรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (EV) ดังนั้นหากไทยต้องการ 
รุกคืบเข้าสู่กลางน ้า (Midstream) หรือกระทั่งต้นน ้า (Upstream) ของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์ เพื่อแสวงโอกาสจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมนี้มาเป็นก าลังใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถจากภายใน ควบคู่ไปกับ
การดึงดูดการลงทุนและการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับระบบ
นิเวศของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทยให้ก้าวหน้าโดยเร็ว 

เมื่อค านึงว่า ไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่เล็งเห็นโอกาสนี้ สิงคโปร์และมาเลเซีย  
ที ่เป็นผู ้เล่นดั ้งเดิมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และมีประสบการณ์และมีความเชี ่ ยวชาญ 
ที่เกี่ยวข้องมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่จัดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่และมีจุดแข็ง  
ที่สามารถน ามาปรับใช้ในอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน ก็ล้วนแต่เห็นโอกาสในยุคที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ และได้จัดท ายุทธศาสตร์เชิงรุกมารองรับ 1 ไทยจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่
ครอบคลุมและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนให้ได้มากที่สุด 

ขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 
และผลักดันให้ไทยเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มตัว อาทิ  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้เร่งจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง โดยได้ก าหนดกรอบเวลาที่ไทยจะสามารถ
เข้าสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเต็มตัวและสามารถผลิตชิปเมดอินไทยแลนด์ภายในปี ค.ศ. 

                                           
1 รวบรวมรายชื่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ (1) มาเลเซีย: National 
Semiconductor Strategy (NSS) โดยกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรม (MITI) (2) เวียดนาม: National Strategy for 
the Development of Vietnam's Semiconductor Industry to 2030 with a vision to 2050 (ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
Decision No. 1018/QD-TTg) (3) ฟิลิปปินส์: Philippine Semiconductor and Electronics Industry Roadmap 2030 โดย
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) (4) สิงคโปร์: แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนภายใต้ Manufacturing 2030 Vision และความ
ร่วมมือของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สิงคโปร์ (SSIA) 
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2050 และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ก าลังเร่งจัดท าและ
ขับเคลื ่อนแผนงานสร้างก าลังคนสมรรถนะสูง ผ่านโครงการจัดตั ้งศูนย์พัฒนาก าลังคนด้าน  
เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ (National Semiconductor Training Centers: NSTCs) ซึ ่งได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าและภาคเอกชนจัดท าหลักสูตร Sandbox ด้านเซมิคอนดักเตอร์เพื่อแก้ปัญหา 
คอขวดด้านแรงงาน 

ในขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็ก าลัง
ผลักดันยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Science, Research, and Innovation 
Diplomacy) ให้เป็นวาระส าคัญของกระทรวง ฯ ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ 
โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ได้ร่วมกันประกาศเจตจ านงความร่วมมือด้านการทูต วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ 
BOI และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในสาขา
เป้าหมายที่กระทรวงการต่างประเทศจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน 

การศึกษาเรื่องนี้มุ่งวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการใช้ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ของกระทรวงการต่างประเทศ มาก าหนดทิศทางและการด าเนินการของ
กระทรวงการต่างประเทศในการใช้การทูตเศรษฐกิจและเครื่องมือทางการทูตอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงไทย
กับผู้เล่นส าคัญ และผลักดันให้ไทยสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ถึงแม้ว่าไทยจะต้องทุ ่มเททรัพยากรและใช้เวลานานเพื ่อบรรลุ
เป้าหมาย แต่ไทยก็มิอาจมองข้ามโอกาสในรอบหลายทศวรรษที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เล่นส าคัญใน 
ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมนี้ได้ จ าเป็นต้องเริ่มขับเคลื่อนการด าเนินการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะท าการศึกษาช่องว่าง หรือ Gap Analysis ว่าไทยอยู่ในจุดใดในห่วงโซ่อุปทาน 
เซมิคอนดักเตอร์โลก และยังต้องพัฒนาในจุดใดเพื่อให้ไต่ระดับสู่ระดับกลางน ้าหรือสูงกว่านั้น และ
กระทรวงการต่างประเทศจะสามารถมีบทบาทใดได้บ้างในการช่วยลดช่องว่างที่ส าคัญเหล่านั้น 

การศึกษาของ BOI ระบุสาขาเซมิคอนดักเตอร์เป้าหมายที่สอดคล้องกับศักยภาพและ 
ความต้องการปลายน ้าในประเทศไว้ 5 สาขา และโดยที่ สาขา Power Semiconductor เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของอุตสาหกรรม EV และ Data Center และสาขา Photonics / Optoelectronics ซึ่งก าลัง
จะกลายเป็นมาตรฐานหลักในการส่งถ่ายข้อมูลของ Data Center ไม่เพียงเป็น 2 ใน 5 สาขาที่ BOI 
และ อว. ได้ระบุไว้ อีกทั้งยังเป็นสาขาที่มีโอกาสเติบโต ไทยมีตลาดภายในประเทศรองรับ และยังมี
ภาคเอกชนที่เป็นผู้เล่นส าคัญด าเนินการในอยู่ในประเทศแล้ว สาขาทั้งสองดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งใน
ตัวอย่างที่ดีที ่กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาน าร่องศึกษาเป็นต้นแบบการใช้ยุทธศาสตร์  
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การทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อน และน ามาเป็นแนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้กับ
สาขาและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป 
 
1.2  การวิเคราะห์ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

1.2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
ก าหนดเป้าหมายหลักในการน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วย

วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเฉพาะใน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรและอุตสาหกรรมดั้งเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการน าเครื่องมือด้านการต่างประเทศมาสนับสนุนการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะอีกหลายปีข้างหน้าตามวัฏจักรการ
เติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และน าประเทศไทย 
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) โดยในเบื ้องต้นจะเสนอ
แนวทางให้ไทยสามารถยกระดับไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value-added Activities) ไป
จนถึงระดับกลางน ้า ซึ่งสอดรับโดยตรงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างเสถียรภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกระยะยาว 

1.2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  
มุ่งเน้นการ "พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม" โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเฉพาะเจาะจงใน หมุดหมายที่ 6: ไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งระบุความจ าเป็นในการ
ยกระดับห่วงโซ่อุปทานและการปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ ( Knowledge-
based Industry) ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมอนาคต การศึกษา
ฉบับนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับหมุดหมายดังกล่าว เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์ภูมิทัศน์และห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2569 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และระบบโครงสร้างพื้นฐาน AI ข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในรายงานนี้จะช่วยเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 ในการดึงดูด
การลงทุนคุณภาพสูง (FDI) และการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เซมิคอนดักเตอร์ของไทยในอนาคต 

1.2.3 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569  
ในด้านการต่างประเทศและความมั่นคงระบุว่าจะขับเคลื่อนการทูตวิทยาศาสตร์ 

วิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื ่อมั่นและผลักดันให้ไทย  อยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญของโลก  
โดยยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของกระทรวงการต่างประเทศ มี
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วัตถุประสงค์หนึ่งในการ “... รวมทั้งเชื่อมโยงและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  วิจัย และ
นวัตกรรมระหว่างไทยกับต่างประเทศ เพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาว อันจะ
น าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มอ านาจต่อรองของไทยในเวทีโลก” 
และได้วางกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนเป็นเสาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเสาความร่วมมือทาง
วิชาการ และมี สาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และสาขาดิจิทัล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะใช้กรอบคิดของยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับกระทรวงการต่างประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือ
กับต่างประเทศเพื ่อน าไปสู่การยกระดับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทยให้มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาไปถึงระดับกลางน ้าของห่วงโซ่คุณค่านี้ 

1.2.4  คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
แห่งชาติ 

รัฐบาลได้ออกค าสั ่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 192/2569 แต่งตั ้ง คณะกรรมการ 
นโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมในคณะกรรมการเพื ่อขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งจัดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรและปัจจัยสนับสนุนการลงทุน เพื ่อน าไปสู ่การปรับ  
โครงสร้างอุตสาหกรรมในภาพรวมและการสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเป็นฐานการผลิต 
เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของอาเซียน 

 
 

 
 



 
 

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและผลการศึกษา 
 
 

2.1  การก าหนดประเด็นศึกษา 
การที่กระทรวงการต่างประเทศจะเข้ามามีบทบาทในการยกระดับระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์

ของไทยให้หลุดพ้นจากกับดักห่วงโซ่อุปทานมูลค่าต ่า กระทรวง ฯ สามารถมีบทบาทเชิงรุกผ่าน 
การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) โดยเฉพาะกลไก  
Diplomacy for Science ในการเจรจาและประสานความร ่วมม ือ โดยในเสาความร ่วมม ือ 
ทางเศรษฐกิจมุ่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูง และแสวงความร่วมมือ 
ด้านองค์ความรู้ขั้นสูง สอดคล้องกับเสาด้านความร่วมมือทางวิชาการตามยุทธศาสตร์การทูต ววน. 

การก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจนจะช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูต 
ววน. มีทิศทางและมุ่งสู่ความร่วมมือที่ไทยต้องการอย่างแท้จริง การก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ผ่าน
การประเมินสถานะเป้าหมายที่ประเทศไทย "ต้องการจะไปให้ถึง" ในการก้าวขึ้นเป็นหุ้นส่วนที่มี
บทบาทในห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chains) เปรียบเทียบกับสถานะ "ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน"  
ที่โครงสร้างภาคอุตสาหกรรมยังคงกระจุกตัวอยู่เพียงกิจกรรมขั้นปลายน ้าที่มีมูลค่าเพ่ิมต ่า ข้อแตกต่าง
ระหว่างเป้าหมายและสภาพจริงดังกล่าว น าไปสู่ความจ าเป็นในการจัดท า  "การวิเคราะห์ช่องว่างเชิง
ยุทธศาสตร์" (Gap Analysis) ในมิติของโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปทาน
บุคลากร (Talent Supply Chain) ที ่กระทรวงการต่างประเทศสามารถมีบทบาทในการแสวงหา 
ความร่วมมือและองค์ความรู้ในการเติมเต็มช่องว่างของระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ของไทย 

การวิเคราะห์ในแนวทางนี้จะช่วยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถวางรากฐานกลไก
ขับเคลื่อนตั้งแต่ "ต้นน ้า" ในการท าข้อมูลเชิงลึก (Mapping) และชี้โอกาส ไปสู่ "กลางน ้า" ในการ
พัฒนาโครงการฝึกอบรมบุคลากรเชิงรูปธรรมร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ อันจะน าไปสู่การปิด
ช่องว่างเชิงโครงสร้างและสร้างผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้จริงต่อระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
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2.2  การวิเคราะห์ประเด็นศึกษา 
2.2.1 โครงสร้างและนวัตกรรมขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ 

2.2.1.1  ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก 
วิจัยกรุงศรี (Krungsri Research) ได้ท าการศึกษาโครงสร้างห่วงโซ่มูลค่า

ของอ ุตสาหกรรมเซม ิคอนดักเตอร ์ ( Semiconductor Value Chain) โดยพบว ่าระบบนิเวศ 
เซมิคอนดักเตอร์ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ โดยสามารถ
แบ่งกิจกรรมการผลิตออกเป็น 4 ช่วงหลัก ดังนี ้

1) ว ัตถ ุด ิบและเคร ื ่องจ ักรการผลิต (Materials & Equipment) เป ็น
ขั้นตอนรากฐานของการผลิต โดยวัตถุดิบส าคัญ อาทิ  ซิลิคอน (Silicon) กัลเลียม (Gallium) และ
เจอร์เมเนียม (Germanium) มีผู้เล่นที่ส าคัญมาจากบริษัทในจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ และจีน
ยังเป็นแหล่งแร่หายากที่จ าเป็นส าหรับการผลิตชิปเฉพาะทางบางประเภท เช่น ส่วนประกอบโฟโตนิกส์ 
เลเซอร์ และอุปกรณ์แม่เหล็ก ในส่วนของเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง (Semiconductor 
Manufacturing Equipment: SME) กระจ ุกต ัวอย ู ่ ในประเทศท ี ่ม ี เทคโนโลย ีข ั ้นส ูง  ได ้แก ่  
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (เนเธอร์แลนด์) และญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้กลุ่มประเทศดังกล่าวมีอ านาจ
ต่อรองสูงมากในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และการค้าโลก 

2)  การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit / IC Design) เป็นขั้นตอน
ในการน าซอฟต์แวร์ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Design Automation: EDA) มาสร้าง 
พิมพ์เขียวและโมเดลชิป โดยศูนย์กลางการออกแบบกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และจีน  
ซึ่งแบ่งโครงสร้างผู้เล่นออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) Integrated Device Manufacturers (IDMs) หรือ 
ผู้ให้บริการแบบครบวงจรที่ท าหน้าที่ออกแบบ ผลิต และประกอบ/บรรจุผลิตภัณฑ์เองในองค์กร เช่น 
Intel (สหรัฐฯ) และ Samsung Electronics (เกาหลีใต้) และ (2) Fabless Companies หรือบริษัท
ที ่เน้นการออกแบบชิปเพียงอย่างเดียวแล้วว่าจ้างโรงงานภายนอกผลิต เช่น NVIDIA Apple 
Qualcomm และ AMD จากสหรัฐอเมริกา 

3)  การผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) เป็นกระบวนการแปรสภาพ
แผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ให้กลายเป็นวงจรรวม (Front-end Processing) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ 
เงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระดับแสนล้านบาท การผลิตในขั้นตอนนี้กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่น  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมีผู้เล่นรายใหญ่ของโลก ได้แก่ 
TSMC (ไต้หวัน) SMIC (จีน) และ UMC (ไต้หวัน) 

4)  การประกอบ การทดสอบ และการบรรจุภัณฑ์ (Assembly, Testing, 
and Packaging: ATP) เป็นขั้นตอนปลายน ้า (Back-end) โดยน าแผ่นเวเฟอร์จากขั้นตอนที่ 3 มา 
ตัดแบ่งเป็นชิปเดี ่ยว (Dies) เข้าบรรจุภัณฑ์เพื ่อป้องกันความเสียหาย (packaging) และทดสอบ
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ประสิทธิภาพความน่าเชื ่อถือก่อนส่งไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื ่อง เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data 
Centers) อุปกรณ์ดิจิทัล อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ฐานการผลิต ATP 
กระจุกตัวหลักอยู่ในไต้หวัน จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย โดยมี  
ทั้งกลุ่มโรงงาน IDM และผู้ให้บริการรับจ้างประกอบและทดสอบอิสระ (Outsourced Semiconductor 
Assembly and Test: OSAT) เช่น Foxconn (ไต้หวัน) ASE (ไต้หวัน) Amkor (สหรัฐฯ) และ JCET (จีน) 

การกระจายตัวเชิงภูมิศาสตร ์
รายงานวิจัยเรื่อง The Semiconductor Supply Chain: Assessing National 

Competitiveness ของศูนย์ศึกษาความมั่นคงและเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Center for Security and 
Emerging Technology: CSET) แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ชี้ให้เห็นว่า ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์
ระดับโลกมีลักษณะพิเศษ คือ มีความเชี่ยวชาญของแต่ละภูมิภาคอย่างสุดขั้ว (Extreme Regional 
Specialization) ซึ่งส่งผลให้ไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถสร้างระบบนิเวศครอบคลุมตั้งแต่ต้นน ้าถึง
ปลายน ้าได้โดยล าพัง โดยมีการแบ่งบทบาทเชิงภูมิศาสตร์ดังนี้ 

1)  สหรัฐอเมริกา เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมต้นน ้าด้านการออกแบบชิป 
(Fabless Design) การพัฒนาซอฟต์แวร์ EDA และการถือครองสิทธิบัตรด้านการออกแบบชิป  

2)  ทวีปยุโรป (โดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์) เป็นผู้ผูกขาดเทคโนโลยีการผลิต
เครื ่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั ้นสูง  โดยเฉพาะเครื ่องลีโธกราฟีระบบ Extreme Ultraviolet 
Lithography (EUV)2 

3)  ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น)  เป็นศูนย์กลาง 
การผลิตกลางน ้า ได้แก่การผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) โดยเฉพาะไต้หวันซึ่งครองสัดส่วน
การรับจ้างผลิตชิปขั้นสูงของโลกมากกว่าร้อยละ 90 และญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านเคมีภัณฑ์
และวัสดุบริสุทธิ์สูงส าหรับกระบวนการผลิต 

4)  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นฐานรองรับกิจกรรมปลายน ้า 
(Back-end) ในด้านการประกอบ การทดสอบ และการบรรจุภัณฑ์ (OSAT) เป็นหลัก 

 
 
 
 

                                           
2 เทคโนโลยีการพิมพ์ลายระดับนาโนเมตรบนแผ่นเวเฟอร์ โดยใช้แสงความยาวคลื่นสั้นมาก (13.5 นาโนเมตร) จ าเป็นส าหรับการผลิตไม
โครชิปในขั้นตอนการผลิตแผ่นเวเฟอร์ เช่น ชิป 3 นาโนเมตร และ 5 นาโนเมตร ซึ่งเป็นขนาดเลก็ที่สุดในโลกในปัจจุบัน โดยมีบริษัท 
ASML เป็นผู้ผลิตรายหลักของโลก 
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ตารางที่ 2 รูปแบบและมูลค่าการส่งออกวงจรรวม (ICs) ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ปี 2567  

หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
อันดับ ประเทศ รูปแบบสินค้า มูลค่าการส่งออก 

1 สิงคโปร ์ ครอบคลุมทุกขั้นตอน  
(แผ่นเวเฟอร,์ ชิปประมวลผล, อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์) 

77.8 

2 มาเลเซีย ชิปขั้นปลายน ้า / การทดสอบและบรรจุภณัฑ์ (ATP)  
และชิปยานยนต์ 

70 

3 เวียดนาม การประกอบและทดสอบชิป (ATP) และชิปอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์

27.8 

4 ฟิลิปปินส ์ ชิปบรรจุภัณฑ์ส าเร็จรูป (Outsourced ATP)  
และชิปขั้นพ้ืนฐาน 

19 

5 ไทย ชิปประกอบพื้นฐาน DAO (Discrete, Analog, and 
Other) และชิปส าหรับยานยนต์/เครื่องใช้ไฟฟ้า 

8.5 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Diplomat Asia (2026), Southeast Asia’s Chip Industry: Ranking the Leaders 

 
2.2.1.2  ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ไทย 

ผลการศึกษาและการประมวลข้อมูลจาก Krungsri Research (2025), 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ YAMADA Consulting Group (2025) พบว่า 
โครงสร้างการผลิตของประเทศมีการกระจายตัวที่ไม่สมดุล กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มขั้นการผลิตปลายน ้า 
(Downstream / Back-end Operations) โดยประเทศไทยยังคงพึ ่งพาการน าเข้าแผ่นเวเฟอร์  
(IC Wafers) และวัตถุดิบต้นน ้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งในปี 2567 มีมูลค่าการน าเข้าอุปกรณ์ 
เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม (IC) สูงถึง 27,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากแหล่งน าเข้าหลัก ได้แก่ 
ไต้หวัน (ร้อยละ 40) จีน (ร้อยละ 14) และญี่ปุ ่น (ร้อยละ 9) โดยเฉพาะกระบวนการประกอบ  
การทดสอบ และการบรรจุภัณฑ์ (Assembly, Testing, and Packaging: ATP / OSAT) ซึ่งคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 2 ของก าลังการผลิต ATP รวมทั่วโลก ตลอดจนมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรม
แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB/PCBA) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (Power 
Electronics) โดย เฉพาะ ในกล ุ ่ ม อ ุ ปกรณ ์  Discrete, Analog, Optical, and Sensors (DAO)  
เพื ่อป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และ Data Center โดยมีภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม 
เซมิคอนดักเตอร์ไทยในขั้นต่าง ๆ ดังนี ้
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1) ขั้นต้นน ้า (Upstream-R&D, Core IP & IC Design) ประเทศไทยยังมี
ส่วนแบ่งในตลาดการออกแบบวงจรรวม (IC Design) ระดับโลกน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยส่วนใหญ่เป็น
การออกแบบเพื่อใช้ในกลุ่มเฉพาะทาง (Niche Applications) และชิปเฉพาะกลุ่ม (Dedicated ICs) 
เช่น RFID, Microcontrollers และ Smart Sensors โดยเป็นผู้เล่นท้องถิ่นและสถาบันวิจัย 

ผู้เล่นส าคัญและบทบาทในขั้นต้นน ้า บริษัท ซิลิคอนคราฟท์เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการออกแบบไอซีแบบไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง (Fabless IC Design) 
สัญชาติไทย ซึ่งมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูงในการออกแบบไมโครชิปส าหรับระบบ RFID เทคโนโลยี 
NFC และอุปกรณ์อัจฉริยะ 

2) ขั ้นกลางน ้า (Midstream-Wafer Fabrication & Material Preparation) 
ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์เชิงพาณิชย์ส าหรับชิปประมวลผลความเร็ว
สูง (Advanced Logic Chips) อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างส าคัญ 
โดยเร ่ งยกระด ับไปส ู ่ เทคโนโลย ี เซม ิคอนด ัก เตอร ์แถบพล ั งงานกว ้ าง ( Wide Bandgap 
Semiconductors: SiC/GaN) ซ ึ ่ ง เน ้นการใช ้ งานในอ ุปกรณ ์  Power Electronics ระบบจ ัด
การพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

ผู้เล่นส าคัญและบทบาทในขั้นกลางน ้า บริษัท FT1 Corporation จ ากัด 
ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ OSAT  
ชั ้นน าของไทย และเจ้าขององค์ความรู้จากการเข้าครอบครองบริษัทลูกจากประเทศเกาหลีใต้  
กับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ประเภท Silicon Carbide 
(SiC) แห่งแรกของประเทศไทย ณ จังหวัดล าพูน เพื่อป้อนอุตสาหกรรม EV และระบบก าลังไฟฟ้า  
โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในช่วงกลางปี 2570 

3) ข ั ้ นปลายน  ้ า  ( Downstream-ATP/OSAT & System Integration) 
ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งอย่างมากในกิจกรรมปลายน ้า (Back-end Operations) โดยครอง 
ส่วนแบ่งก าลังการผลิตประกอบและทดสอบ (ATP/OSAT) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ของโลก และ 
จัดอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในการส่งออกวงจรรวม ด้วยมูลค่าประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
กระจ ุกต ัวอย ู ่ ในกล ุ ่ ม  DAO (Discrete, Analog, Optical/Photonics, and Sensors) และ 
Power Semiconductors เพื ่อป้อนให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
(Industrial Automation) และศูนย์ข้อมูล (AI Data Centers) 

ผู้เล่นส าคัญและบทบาทจ าแนกตามประเภทชิปในกลุ่ม IDMs & OSAT 
3.1) ช ิ ปก  า ล ั ง และอ ุ ปกรณ ์ ค วบค ุ ม ระด ั บพล ั ง ง าน  ( Power 

Semiconductors & Discrete): Infineon Technologies จากเยอรมนีซึ ่งเป็นผู้น าระดับโลกด้าน 
Power Semiconductors และ Automotive Chips มีฐานการทดสอบและบรรจุภัณฑ์ขั้นปลายน ้า
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ขนาดใหญ่ในไทย และ Rohm Integrated Systems ผู ้ผลิตชิปและอุปกรณ์ Discrete / Power 
Electronics จากญี่ปุ่น 

3.2)  ชิปอนาล็อก ไมโครคอนโทรลเลอร์ และสัญญาณผสม (Analog, 
Mixed-Signal & MCU): Microchip Technology Inc. จากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประกอบ
และทดสอบไมโครคอนโทรลเลอร์: MCU และชิปอนาล็อกขนาดใหญ่ Analog Devices / ADI จาก
สหรัฐฯ ผู้ผลิตชิป High-performance Analog และ Mixed-Signal และ NXP Semiconductors 
จากเนเธอร์แลนด์ มีโรงงานประกอบและทดสอบชิปส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และการสื่อสาร 

3.3)  ชิปโฟโตนิกส์และอุปกรณ์แสง (Photonics & Optical Devices): 
Lumentum Holdings Inc. จากสหรัฐฯ ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน Photonics Semiconductors และอุปกรณ์
สื่อสารทางแสง มีฐานการผลิตและการวิจัยพัฒนาในไทย และ InnoLight Technology จากจีนที่มี
ฐานการประกอบในไทย 

3.4) ผู ้ให้บริการประกอบ ทดสอบ และบรรจุภัณฑ์อิสระ (OSAT): 
บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง (Advanced 
Packaging) และการทดสอบชิป 

3.5) ผู้ผลิตอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน: Foxsemicon / 
Foxconn Group จากไต้หวัน-ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 
และบริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตชิปโดยตรง แต่
ถือเป็นผู้บูรณาการระบบขั้นปลายน ้า (Downstream System Integrator) รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
ของโลก ครองส่วนแบ่งระบบจ่ายไฟ (Power Supplies) และระบบการจัดการความร้อนส าหรับ AI 
Data Center กว่าร้อยละ 60 ของโลก รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้า 

4) กลุ ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน PCB และ Substrate ขั ้นสูง (PCB & 
Substrate Ecosystem) ประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) อันดับ 1 ในภูมิภาค
อาเซียน มีส่วนแบ่งการผลิตประมาณร้อยละ 4 ของโลก และยังคงขยายตัว 

ผู ้เล่นส าคัญในกลุ่ม PCB, Substrate และ Electronics Manufacturing 
Services กลุ่มบริษัทข้ามชาติชั้นน าที่เข้ามาขยายฐานการผลิตในไทย เช่น Unimicron, Compeq, 
WUS Printed Circuit, DTM, ITEQ, KCE Electronics, Fujikura, Chin Poon, Kyoden, Elec & 
Eltek, Mektec, SVI, Benchmark, Fabrinet, Celestica, Bluechips, Hansol, Siix, Forth, 
Chicony ตลอดจนผู ้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขั ้นสูง ได้แก่ Seagate Technology, Western 
Digital, Nidec, NMB Minebea, Canon, Samsung และ LG 
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2.2.2  สถานะปัจจุบันของการผลิตบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์ของไทย 
เอกสารน าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติได้ระบุความต้องการบุคลากรในสาขาเซมิคอนดักเตอร์ในระยะที่หนึ่ง  
(ปี ค.ศ. 2026-2030) จ านวน 83,000 คน ระยะที่สอง (ป ีค.ศ. 2031-2040) จ านวนมากกว่า 100,000 คน 
และระยะที่สาม (ปี 2041-2050) จ านวนมากกว่า 120,000 คน ขณะที่ปัจจุบันระบบการศึกษาไทย 
มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรในสาขานี้เพียง 1,200 คนต่อปี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาก าลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติขึ้นเมื่อเดือน
มิถุนายน 2568 โดยมีเป้าหมายผลิตบุคลากรให้ได้ 80,000 คน ภายใน 5 ปี ตามแผนระยะแรก  
โดยในภาพรวมมีการจัดการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาขาเซมิคอนดักเตอร์ ดังนี้ 

2.2.2.1 การจัดตั้ง National Semiconductor Training Center (NSTC) จ านวน 
3 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร 
ห้องปฏิบัติการ และเครื ่องมือ รวมถึงมีความร่วมมือที ่ใกล้ชิดกับภาคเอกชน และมีแผนเปิด 
ศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคเพิ่มเติม โดยแต่ละศูนย์จะให้การอบรมในหลักสูตรเร่งรัดแบบ Bootcamp 
เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสู่การปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และการฝึกอบรม upskill/reskill ส าหรับนักศึกษาหรือบุคลากรในสาย
อุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาหรือยกระดับทักษะ หรือเปลี่ยนสายอาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรม  
เซมิคอนดักเตอรแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 

2.2.2.2 หลักสูตรระดับอุดมศึกษาในสาขาเซมิคอนดักเตอร์ ปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น  
8 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว 4 หลักสูตร และอีก 4 หลักสูตรที่ให้ท าการ 
เปิดสอนเป็นกรณีเร่งรัด (sandbox) และมีสถาบันการศึกษาอื่นๆ เข้าร่วมเป็นในเครือข่ายของ NSTC 
รวมทั้งสิ้น 15 สถาบัน โดยหลักสูตรครอบคลุมทั้งต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า แบ่งเป็น 3 แขนงวิชาหลัก 
ได้แก่ การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit Design / IC Design) มุ่งเน้นการออกแบบชิป 
และระบบสมองกลฝังต ัว การประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร ์ ( Semiconductor 
Assembly and Testing) เน้นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และกระบวนการทดสอบขั้นสูง 
และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Fabrication): เน้นด้านกระบวนการผลิตต้นน ้า 
แผ่นเวเฟอร์ และวัสดุศาสตร์รวมถึงหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่เน้นการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมขั้นสูง (เช่น เซมิคอนดักเตอร์ก าลัง (Power Semiconductors-SiC/GaN) ส าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงเทคโนโลยีเซนเซอร์และการแพทย์ 
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ตารางที่ 3 การจ าแนกหลักสูตรการศึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมด้านเซมิคอนดักเตอร์ของ
ประเทศไทยตามห่วงโซ่คุณค่า (Semiconductor Value Chain) 

ขั้นตอนใน 
 Value Chain 

หลักสูตรระดับปริญญา หลักสูตรระยะสั้น / Bootcamp / 
Trainings 

Upstream  
(IC Design, Core 
IP, EDA) 

- จุฬาฯ: IC-Design Specialization 
(Chula EE) 
- สจล.: วศ.บ. เซมิคอนดักเตอร์ (เน้น IC 
Layout / Analog-Digital Design) 
- MUT: วศ.บ. วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 
(กลุ่มวิชา IC Design) 

- MUT (NSTC): Bootcamp 
Analog/Mixed-Signal IC Layout 
- สจล. / มจพ.: หลักสูตรฝึกอบรม 
Digital IC Design & EDA Tools 
Basics 

Midstream 
(Wafer 
Fabrication, 
Silicon/SiC 
Physics & 
Materials) 

- มก. (Kasetsart): ภาควชิาวิศวกรรมวัสดุ 
(Semiconductor Materials, Wafer 
Processing Basics) 
- TGGS (มจพ.): Electrical & EV 
Engineering (เน้น SiC/GaN Power 
Devices) 

- มจพ. (NSTC): หลักสูตรอบรมทฤษฎี
พื้นฐานฟิสิกส์เซมิคอนดักเตอรแ์ละการ
จ าลองกระบวนการผลิต (TCAD 
Simulations) 

Downstream 
(ATP: Packaging, 
IC Testing, 
PCB/PCBA & 
System 
Integration) 

- สจล.: เน้น IC Testing (มีเครื่อง IC 
Tester จาก SPEA) และ Packaging 
- มอ. (PSU): วศ.บ. ไฟฟ้า (เนน้ 
Semiconductor Testing & Applied 
Electronics) 
- MUT: IC Testing & PCB Assembly 

- สจล. (NSTC): Bootcamp พื้นฐาน
วิศวกรทดสอบเซมิคอนดักเตอร์  
(IC Testing) และ การออกแบบ
ลวดลายแผงวงจรส าหรับบอร์ดทดสอบ 
- มจพ. / MUT: PCB & IC Layout for 
Advanced Electronics 

ที ่มา: ประมวลและรวบรวมข้อมูลจาก ระบบคลังหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.); และเว็บไซต์ทางการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษา
เครือข่าย NSTC (2567-2569) 

 
หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาของไทยและหลักสูตรเร่งรัดต่าง ๆ 

มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรได้ในบางภาคส่วนของแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่า โดยครอบคลุมเฉพาะ
ขั ้นปลายน ้า (Downstream-ATP, IC Testing & PCB Integration) แต่ยังไม่ครอบคลุมและยังมี
ช่องว่างรุนแรงในขั้นต้นน ้าและกลางน ้า 
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จุดที่ครอบคลุมแล้ว ด้าน IC Testing, IC Layout (Physical Design), Advanced 
PCB Design และ Power Electronics Application มีความพร้อมสูง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
ในไทย เช่น Hana, Cal-Comp, Delta, Microchip และ Infineon ได้ดี 

จุดที่เป็นคอขวด  
Upstream Architecture: ขาดการสอนระดับ System-on-Chip (SoC) Architecture, 

RISC-V/ARM Core IP Customization3, และ AI Accelerator Hardware Design (ป ัจจ ุบ ันเน ้น
สอนแค่ระดับ Layout/Circuit ไม่ถึงระดับ Architecture Design) 

Midstream Process Engineering: ขาดความพร้อมด้าน Cleanroom ส าหรับ
กระบวนการ Photolithography, Etching, Thin-film Deposition และ Metrology4 ยังเป็นเชิง
ทฤษฎีหรือโปรแกรมจ าลอง ขาดการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ 

2.2.3  การวิเคราะห์ช่องว่างของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทย 
2.2.3.1 เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์ 

BOI ได้ระบุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ของประเทศไทย (ภายในปี 2050) ตามร่างยุทธศาสตร์ ดังนี ้

1)  วิสัยทัศน์ปี 2050 (Vision 2050) มุ่งสู่การเป็น "ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์ระดับภูมิภาค" ภายในปี ค.ศ. 2050 ผ่านการสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ
ไทย (Local Champion) และการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเซมิคอนดักเตอร์แบบครบวงจรที่แข็งแกร่งและ
ยั่งยืน 

2) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 

                                           
3 RISC-V/ARM Core IP Customization หมายถึง กระบวนการปรับแต่งและพัฒนาโครงสร้างประมวลผลพื้นฐาน (Processor 
Core Intellectual Property) ให้มีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะทาง โดยแบ่งออกเป็นสองสถาปัตยกรรมหลัก 
ได้แก่ ARM ซึ่งต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน (License) และ RISC-V ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดไม่มีค่าลิขสิทธิ์ 
4 Midstream Process Engineering หมายถึง ขั้นตอนการแปรรูปแผ่นเวเฟอร์ทรงกลม (Wafer Fabrication) ให้เกิดเป็นวงจรรวม
ขนาดจิ๋วจ านวนมากบนแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลักทางฟิสิกส์และเคมี ได้แก่: 
1. Photolithography (การถ่ายภาพด้วยแสง): กระบวนการฉายแสงผ่านแผ่นฉายลวดลาย (Mask) ลงบนสารไวแสง เพื่อสร้างแบบ
พิมพ์วงจรบนแผ่นเวเฟอร์ 
2. Etching (การกัดชิ้นงาน): กระบวนการใช้เคมีหรือพลาสมาสกัดเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก เพื่อให้เหลือเฉพาะโครงสร้างวงจรตาม
แบบที่ถ่ายภาพไว้ 
3. Thin-film Deposition (การเคลอืบฟิล์มบาง): การฉาบชั้นสารน าไฟฟ้า สารกึ่งตัวน า หรือฉนวนที่มีความหนาระดับนาโนเมตรลง
บนผิวเวเฟอร์ 
4. Metrology (การวัดและตรวจสอบระดับนาโน): กระบวนการใช้อุปกรณ์ขั้นสูงในการวัดขนาด โครงสร้าง และความหนาของชั้น
ฟิล์ม เพื่อควบคุมคุณภาพและความแม่นย าระดับอะตอม/นาโนเมตร 
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2.1) ต่อยอดจุดแข็งของไทยในภาคส่วน Back-end โดยมุ่งเน้นยกระดับ
ขีดความสามารถของภาค Back-end โดยเฉพาะการผลิตชิปเฉพาะทาง ได้แก่ Power, Optoelectronics 
และ Sensor ซึ่งไทยมีพื้นฐานและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องรองรับ ขณะที่การผลิตชิปประมวลผลและ
ความจ า (Logic and Memory) ต้องใช้การลงทุนมหาศาล ไม่คุ้มค่ากับการไล่ตามผู้เล่นส าคัญของโลก
ที่มีความก้าวหน้าไปไกลมาก 

2.2) ดึงดูดผู ้น าด้านเทคโนโลยีระดับโลก (Global Tech Leaders)  
โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถขั้นสูงเพื่อน าไปสู่การลงทุนในสาขา 

a) โรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ส าหรับชิปที ่ม ีขนาดมากกว่า 28  
นาโนเมตร (Legacy-node Front-end Fab) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ไทยสามารถตามได้ทัน เมื่อเทียบ
กับเทคโนโลยีล่าสุดที่มีขนาดเล็กกว่า 3-5 นาโนเมตร 

b) โรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์เฉพาะทาง (Specialty Front-end) 
c) การออกแบบวงจรรวม (IC Design) 
d) การบรรจุภัณฑ์และการทดสอบขั้นสูง (Advanced Back-end) 

2.3) เสร ิมสร ้างและยกระดับ Local Champion โดยการร ับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่บุคลากรไทยจากบริษัทข้ามชาติ  

2.4) ยกระดับความแข็งแกร่งของห่วงโซ่มูลค่าให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ทั้งการผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน ้าผ่านการดึงดูดนักลงทุนชั้นน า และการส่งเสริม Local 
Champion ในทุกส่วนของห่วงโซ่มูลค่า 

2.2.3.2 สาขาเซมิคอนดักเตอร์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
ร่างยุทธศาสตร์อ ุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของ  BOI ได้ระบุกลุ ่ม

ผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ที ่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการปลายน ้าในประเทศไว้  
5 สาขา ประกอบด้วย 

1) Discrete ชิปแบบ Single-function ส าหรับควบคุมหรือขยายสัญญาณ 
ต้องการเทคโนโลยีการผลิตขนาด 180 นาโนเมตรเท่านั้น ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต ์

2) Analog ชิปประมวลผลสัญญาณแบบต่อเนื ่อง ใช้เทคโนโลยีชิป เก่า 
(Legacy-node Front-end) ที่มีการผลิตมานานแล้วและเป็นที่ยอมรับ ใช้ในเครื ่องใช้ไฟฟ้าและ 
การสื่อสาร 

3) Optoelectronics/Photonics ชิปส่งผ่านข้อมูลหรือพลังงานด้วยแสง
ใช้เทคโนโลยี Legacy-node Front-end ใช้ใน Data Center AI และการสื่อสาร 
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4) Power ชิปที่แปลงและควบคุมพลังงานไฟฟ้า ต้องการโรงงาน Front-
end ประเภทสารประกอบ ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการจัดการพลังงานไฟฟ้าใน 
Data Center) ยานยนต์ สาธารณสุข และเกษตรกรรม  

5) Sensor ช ิปตรวจจับและตอบสนองต่อส ัญญาณต่าง ๆ ต ้องการ
เทคโนโลยี Foundry ประเภท MEMS ซึ ่งแตกต่างจากการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ประเภทอื่น ๆ 
อย่างไรก็ด ี ไทยมีข ีดความสามารถนี ้แล ้วผ ่าน Thai Microelectronics Center (TMEC) ของ 
NECTEC ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ขณะที่ชิปประมวลผลและชิปหน่วยความจ าถึงแม้จะมี
การน าไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและมีการเติบโตที่สูงกว่า แต่ไม่เหมาะกับไทยเนื่องจากต้องใช้
เงินลงทุนสูงและตลาดมีการกระจุกตัวสูง 

ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้ระบุภายหลังการศึกษาดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่า ประเทศไทย 
มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็น "TSMC แห่งชิปโฟโตนิกส์" ของภูมิภาคได้ โดยอุตสาหกรรมยังอยู่ใน
จุดเริ่มต้นที่ไทยยังสามารถไล่ทันและก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นระดับโลกได้ โดยมีตลาด AI และ Data Center 
ที่ต้องการน าการสื่อสารด้วยแสงมาแทนที่การส่งข้อมูลแบบเดิมที่สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า และใช้
เงินลงทุนต ่าประมาณ 5,600 ล้านบาท เมื่อเทียบกับโรงงานเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิมที่ต้องใช้  
เม็ดเงินสูงถึง 160,000 ล้านบาท 

หากเราพิจารณาจากการขอรับการสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยที่ได้
กล่าวถึงในบทที่หนึ่ง จะเห็นว่า Data Center และอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมส าคัญ
ที่มีการเติบโตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตดังกล่าว
ย่อมจะมีโอกาสเติบโตตามฐานความต้องการในประเทศ นอกเหนือจากโอกาสในการส่งออกตลาด
ต่างประเทศ ดังนั้นสาขา Power Semiconductor5 ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในระบบการจัด
การพลังงานใน Data Center และรถยนต์ EV มีบริษ ัทไทยที ่ เป็นผู ้น  าระดับโลกในระบบจัด
การพลังงานใน Data Center อย่าง Delta Electronics (Thailand) PCL. เป็นฐานลูกค้ารองรับใน
ประเทศ และ BOI ได ้ระบุว ่าเป ็นสาขาที ่ม ีความเหมาะสมต่อศ ักยภาพของไทย และสาขา 
Optoelectronics/Photonics6 ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในระบบส่งข้อมูลใน Data Center ยุคใหม่

                                           
5 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหน้าที่ควบคุม แปลง และจัดการพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมักใช้เป็นสวิตช์เปิด-ปิดหรือตัวเรียงกระแส
ในวงจรไฟฟ้า มีการประยุกต์ใช้ในการควบคุมพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ EV เครื่องใช้ไฟฟ้า และ Data Center 
6 อุปกรณ์และชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการสร้าง ตรวจจับ และควบคุมแสง โดยอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างพลังงานไฟฟ้า
และอนุภาคแสง (โฟตอน) ผ่านสารกึ่งตัวน า มีการน าไปประยุกต์ใช้ในการแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นคลื่นแสงส่งผ่านไฟเบอร์ 
ออปติกส์ ในระบบสื่อสาร และคอมพิวเตอร์เน็ทเวิร์ค มีคุณสมบัติส าคัญคือลดการสูญเสียพลังงานได้ดีกว่าสายไฟฟ้าที่เป็นทองแดง 
โดยเฉพาะใน Data Center 
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ที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้ดี โดยไทยยังเป็นฐานการผลิตส าคัญของผู้เล่นระดับโลกในระบบ
ดังกล่าวจากสหรัฐฯ อย่าง Fabrinet และ Lumentum Holdings Inc. รวมทั้งผู้เล่นส าคัญจากจีน
อย่าง InnoLight Technology ดังนั้น Power Semiconductor และ Optoelectronics/Photonics 
จึงนับเป็นสาขาที่มีศักยภาพส าหรับกระทรวงการต่างประเทศที่จะพิจารณาน าร่องศึกษาเป็นต้นแบบ
การใช้ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการ แสวงความร่วมมือจากต่างประเทศ
เพื่อยกระดับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และใช้เป็นแนวทางส าหรับสาขาหรือ 
องค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

2.2.3.3 ช่องว่างของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทย 
เมื่อพิจารณาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 ข้อของ BOI ตามข้อ (1) กล่าวคือ 

การต่อยอดยกระดับอุตสาหกรรมปลายน ้าในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง การดึงดูดผู้เล่นระดับโลก 
การส่งเสริม Local Champion และการยกระดับอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มาพิจารณาร่วมกับ
สาขาเซมิคอนดักเตอร์เป้าหมายท าการศึกษาตามข้อ 2.2.3.2 ซึ่งได้แก่ Power Semiconductor และ 
Optoelectronics /Photonics มาจัดท า Gap Analysis เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดท าข้อเสนอแนะ
เพื ่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศที ่เกื ้อกูลต่อการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิป Power 
Semiconductor และสารแอมพลิฟายเออร์ยุคใหม่ เช่น Silicon Carbide (SiC) และ Gallium 
Nitride (GaN) และ Optoelectronics/Photonics รวมถึงการยกระดับ Advanced Packaging & 
OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) ไปสู่บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง (Advanced 
Packaging) ที่มีการเชื่อมต่อชิปหลายตัวในแพ็กเกจเดียว (Chiplets / System-in-Package) การมุ่งสู่ 
ส่วนต้นน ้าในการออกแบบและการค้นคว้าและวิจัย ( Integrated Circuit Design และ R&D) และ 
การผลิตเวเฟอร์ในระดับกลางน ้าส าหรับชิปทั้งสองประเภทดังกล่าว 

ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาข้างต้น ผู้ศึกษาได้จัดท าตารางวิเคราะห์ช่องว่าง
และแนวทางแก้ไขเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นจากเอกสารน าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 
เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติของ BOI และ Roland Berger ใน 4 มิติหลัก ดังนี ้
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ช่องว่างและแนวทางแก้ไขเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์ของไทย 

มิติใน 
ระบบนิเวศ 

สถานะปัจจุบัน 
ของไทย 

ช่องว่างที่ต้องพัฒนา แนวทางแก้ไขเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
ปิดช่องว่าง 

1. ห่วงโซ่คุณค่า กระจกุตัวในขั้นปลายน ้า 
(Back-end OSAT / 
Assembly & Testing) 
และ PCB  

ขาดแคลนศักยภาพ
ขั้นต้นน ้า (IC Design) 
และโรงงานผลิตแผ่น 
เวเฟอร์ (Front-end 
Fab)  

- ดึงดูดการลงทนุย้ายฐาน Front-
end ในกลุ่ม Specialty/Power 
Fab (SiC/GaN) 
- ส่งเสริม Startups ด้าน 
Fabless/IC Design  

2. ทรัพยากร
บุคคล 

ขาดแคลนวิศวกรเฉพาะ
ทางด้านการออกแบบชิป
และกระบวนการขั้นสูง  

ผลิตบุคลากรเฉพาะทาง
ได้จ ากัด ไม่ทันต่อความ
ต้องการ  

- โครงการ Semiconductor 
Sandbox ร่วมกับมหาวิทยาลยั  
- Upskill/Reskill แรงงานในภาค 
Back-end สู่ Advanced 
Packaging  

3. การวจิัยและ
พัฒนา (R&D & 
Innovation) 

การลงทุน R&D รวมของ
ประเทศและใน
อุตสาหกรรมนีย้ังต ่าเมือ่
เทียบกับภูมิภาค 

ขาดศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง (Center of 
Excellence) และ
สิทธิบัตรของตนเอง 

- จัดตั้ง National R&D and 
Design Center  
- เพิ่มสัดส่วนงบ R&D ภาครัฐและ
เอกชนให้ถึง 2% ของ GDP 

4. มาตรการ
สนับสนุนและ
สิทธิประโยชน์ 
(Policy & 
Incentives) 

มีสิทธิประโยชน ์BOI แต่
ยังขาดกลไกเงิน
ทุนอุดหนุนตั้งต้น 
ขนาดใหญ่ (Capital 
Subsidies) 

การแขง่ขันดึงดดู FDI 
เสียเปรียบประเทศ
คู่แข่ง เช่น มาเลเซีย 
หรือสิงคโปร ์

- จัดตั้งกองทุนยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุน CAPEX/สิทธิประโยชน์
ยืดหยุ่น  
- ปรับลดระยะเวลาอนุมัติการ
ลงทุน (Fast-track 90 วัน) 

ที ่มา: ปรับปรุงจาก เอกสารน าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ (National Semiconductor Roadmap 2050) โดย ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ Roland Berger 

 
2.2.4  การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยี 

การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอ านาจได้ขยายตัวเข้าไปสู่มิติ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที ่กลายเป็นหัวใจหลักของ 
ความมั่นคงและเศรษฐกิจแห่งอนาคต ไม่ต่างจากการแข่งขันการเข้าถึงแหล่งพลังงานและเทคโนโลยี
อวกาศในอดีต องค์ความรู้ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์จึงถูกจัดให้เป็น 
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เทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Technology) ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์
และเชิงการทหาร ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าของเทคโนโลยีระดับต้นน ้าบังคับใช้มาตรการ
ก ากับดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งผ่านกฎระเบียบการบริหารการส่งออก การควบคุมซอฟต์แวร์ออกแบบ 
(EDA) เครื่องจักรการผลิต หรือใช้กลไกทางเศรษฐกิจในการกดดันภาคเอกชนประเทศพันธมิตรที่เป็น
เจ้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันไม่ให้ประเทศคู่แข่งอย่างจีนเข้าถึงเทคโนโลยีที่จ าเป็น
ส าหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงได้ ขณะเดียวกันจีนก็พยายามออกนโยบายกีดกันสหรัฐ ฯ และ
พันธมิตรไม่ให้สามารถเข้าถึงวัตถุดิบส าคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือเครื่องมือที่จ าเป็นใน
อุตสาหกรรมเป็นการตอบโต ้

การที่ไทยจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี วัตถุดิบ และเครื่องจักรที่จ าเป็นส าหรับ  
การยกระดับเข้าสู ่กลางน ้าหรือต้นน ้าของอุตสาหกรรมได้ ไทยจะต้องรักษาดุลยภาพระหว่าง
ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศมหาอ านาจและกับประเทศคู่ขัดแย้งต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีเพื่อให้ไทยอยู่ในจุดที่สามารถมีความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์กับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา/วิจัย เพื่อให้ไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากทุกประเทศและเขตเศรษฐกิจ 

2.2.5 บทบาทกระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
2.2.5.1 เมื ่อวันที ่ 16 กรกฎาคม 2569 กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง 

การอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม ส  าน ักงานคณะกรรมการส ่งเสร ิม 
การลงทุน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านง
ว่าด้วยความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนการทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) ใช้การทูตเป็นเครื่องมือส่งเสริม ววน. ของประเทศ ผ่านการบูรณาการ
บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเข้ากับภารกิจของหน่วยงานพันธมิตรในการสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการลงทุนและระบบนิเวศนวัตกรรมของไทย และการยกระดับ 
ขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชน 

2) ใช้เครือข่ายทางการทูตส่งเสริมการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ 
และพัฒนาโครงการ ววน. ในสาขาเป้าหมายยุทธศาสตร์  

3) น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การค้า 
และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้การทูตเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสนับสนุน  

4) เชื่อมโยงนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษาของไทยกับพันธมิตร
ในระดับนานาชาติ  

5) ใช้ ววน. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อ
ยกระดับบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยต่อพันธมิตรและนักลงทุนต่างชาติในฐานะประเทศฐาน
นวัตกรรม 
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โดยหน่วยงานพันธมิตรจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง อาทิ ประเทศ
เป้าหมาย สาขาความร่วมมือ ก าหนดประเด็นหรือช่องว่าง (gap) ที่สามารถใช้เครือข่ายทางการทูตเข้า
ไปสนับสนุนหรือเติมเต็ม รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการในสาขาเป้าหมาย และ  
ต่อยอดผลลัพธ์ทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านกลไกการทูตเศรษฐกิจ 
การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนต่างประเทศ ตลอดจนการขยายผลในสาขาและตลาด
เป้าหมาย และต่างเห็นพ้องว่ากระทรวงการต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ ววน. สามารถมีบทบาท
สนับสนุนการปิดช่องว่างด้าน ววน. ในสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศได้ 

2.2.5.2 ยุทธศาสตร์การทูต ววน. ได้แบ่งแนวคิดการขับเคลื่อนออกเป็นสองเสา 
ได้แก่ เสาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในการใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการดึงดูดการลงทุน และ
สนับสนุนการเจรจาความตกลงทางเศรษฐกิจ และเสาความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านการใช้ ววน. ใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาว โดยพิจารณาทั้งบริบทความเชี่ ยวชาญของ
ประเทศเป้าหมาย และสาขาความร่วมมือตามผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของไทย 

ยุทธศาสตร์การทูต ววน. ได้ก าหนดแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อน 
ดังนี ้

1) ต้นน ้า วางรากฐานเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์ความรู ้ และกลไก
สนับสนุน อาทิ การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาฐานข้อมูล mapping หรือ dashboard โดย
ระบุประเภทนวัตตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ไทยต้องการ หน่วยรับของไทย และหน่วยงานต่างประเทศ
เป้าหมาย การส ารวจ ชี้โอกาสและเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักการทูต 

2) กลางน ้า พัฒนาโครงการและสร้างความร่วมมือเชิงรูปธรรม อาทิ  
การต่อยอดและผลักดันความร่วมมือ ทั้งที่มีอยู่เดิมและแสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ รวมถึงจัดท า
ข้อตกลงเพื่อด าเนินโครงการการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และการฝึกอบรม การท าวิจัยร่วมและการให้
ทุนวิจัยร่วม 

3) ปลายน ้า ใช้ประโยชน์และต่อยอดผลลัพธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ อาทิ การเชื ่อมโยงสตาร์ทอัพไทยกับแหล่งทุน venture capital และ 
accelerator programme การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งออกเทคโนโลยี การจูงใจให้องค์กร/
หน่วยงานวิจัยต่างประเทศใช้ไทยเป็นฐานในการวิจัยและพัฒนา เพื่อน าไปสู่การลงทุน และการใช้
ผลลัพธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการเจรจาด้านกฎระเบียบ กติกา และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ 
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2.2.5.3 เมื่อเปรียบเทียบบทบาทและโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศกับ
หน่วยงานพันธมิตรอย่าง อว. หรือ BOI ที่แม้จะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการด้าน ววน. 
ของไทย ทั้งด้านวิชาการและด้านเศรษฐกิจ รวมถึงประเทศและหน่วยงานเจ้าของความเชี่ยวชาญ
เหล่านั้น จะเห็นได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับต่างประเทศมีบทบาทและศักยภาพที่แตกต่างและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
ความร่วมมือของไทยกับต่างประเทศในด้าน ววน. ดังนี้ 

1)  การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ สามารถมีบทบาทในการแสวงหาดุลยภาพและรักษา
ความสัมพันธ์ที่เอื้ออ านวยต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและวัตถุดิบส าคัญ รวมทั้งท างานร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการลงทุนในประเทศไทยจะไม่ท าให้เทคโนโลยีรั่วไหลไปยังคู่ขัดแย้ง  
เพื ่อช่วยเสริมจุดแข็ง แต้มต่อ และความดึงดูดในเชิงเศรษฐกิจของไทย ในการท าให้ภาคเอกชน
พิจารณาไทยเป็น safe haven ส าหรับผู้เล่นในระดับต้นน ้าและกลางน ้า ปลอดภัยจากความขัดแย้ง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐกิจ และภูมิเทคโนโลย ี

2)  การเป็นผู้เปิดประตูและจุดประกายความร่วมมือ 
แม้หน่วยงานด้าน ววน. BOI หรือภาคเอกชนไทยจะมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแหล่งองค์ความรู้ สถาบันวิจัย หรือบริษัทเทคโนโลยีเป้าหมายในต่างประเทศเป็นอย่างดี   
แต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง และมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์อย่าง  
เซมิคอนดักเตอร์ อาจไม่มีกลไกที่จะสามารถเข้าถึง หรือริเริ่มความร่วมมือได้ การขับเคลื่อนจากระดับ
ผู้ปฏิบัติหรือกระทั่งระดับผู้เชี่ยวชาญ อาจไม่เพียงพอหรือใช้เวลานานกว่าจะน าไปสู่ความร่วมมืออย่าง
เป็นรูปธรรม การเข้าถึงผู้มีอ านาจตัดสินใจระดับสูงทั้งของภาครัฐ วิชาการ และภาคเอกชนของ
ประเทศเป้าหมาย จะสามารถช่วยผลักดัน หรือริเริ่มให้เกิดการหารือเพื่อน าไปสู่ความร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมได้อย่างมีน ้าหนักมากกว่า 

กระทรวงการต่างประเทศมีเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ซึ่งมีสถานะ
เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทย ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศที่เป็นผู้น าด้าน ววน. ทั่วโลก 
สามารถท าหน้าที ่เป็น "Door Knocker" ในการเปิดประตูทางการทูต ด าเนินการเข้าพบ และ 
จุดประกายความสนใจในระดับนโยบายกับกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์/เทคโนโลยี หรือ
ผู ้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยและภาคเอกชนในประเทศผู้ส่งออกเทคโนโลยี  การเปิดประตู 
ทางการทูตนี ้ช่วยข้ามผ่านอุปสรรคทางเอกสารโดยเฉพาะในระบบราชการ (Bureaucratic Red 
Tape) และเปลี่ยนการติดต่อธรรมดาให้กลายเป็นการหารือเชิงยุทธศาสตร์ที่มีน ้าหนักและได้รับ  
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การตอบรับอย่างจริงจัง ซึ ่งศักยภาพด้านนี้ของกระทรวงการต่างประเทศสอดคล้องกับรูปแบบ 
การขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ ววน. ระดับกลางน ้า 

3)  การใช้เครื่องมือทางการทูตเป็นตัวเร่งความร่วมมือ 
กระทรวงการต่างประเทศอาจใช้เครื ่องมือทางการทูตในการสร้าง 

ความมุ่งมั่นทางการเมือง (political will) เพื่อผลักดันหรือเร่งรัดให้เกิดความร่วมมือ หรือขับเคลื่อน
ความร่วมมือ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้โอกาสที่จะมีการเยือนระดับสูงทั้งการที่ฝ่ายไทย
เดินทางเยือน หรือเป็นฝ่ายรับการเยือน หรือวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ในการจัดท าหรือ
เร่งรัดความร่วมมือ ความตกลง หรือบันทึกความเข้าใจที่คั ่งค้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือ
สถาบันการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการผลักดันกรอบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วให้เกิดกิจกรรม
หรือการด าเนินโครงการที่เป็นรูปธรรม หรือแม้กระทั่งความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หรือการเข้า
ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นบทบาทโดยธรรมชาติของกระทรวงการต่างประเทศไทยและประเทศ
เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ จึงย่อมต้องมีความกระตือรือร้นและพร้อม
จะพิจารณาความเป็นไปได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้เกิดผลลัพธ์หรือเป็น deliverables 
เพื ่อเป็นเครื ่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ที ่ใกล้ชิดระหว่างกัน เป็นการเชื ่อมโยงความร่วมมือทาง
เทคโนโลยีเข้ากับวาระการเมืองและการทูต ซึ่งเครื่องมือและกลไกทางการทูตเช่นนี้ สอดคล้องและ 
มีศักยภาพในการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ ววน. ระดับปลายน ้า 

2.2.5.4 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน า การทูต ววน. มาปิดช่องว่าง เมื่อน า
แนวทางตามยุทธศาสตร์ ววน. มาพิจารณาหาแนวทางการทูตเพื่อปิดช่องว่างของอุตสาหกรรม 
เซมิคอนดักเตอร์ของไทยในสาขา Power Semiconductor และ Optoelectronics/Photonics 
ตามตาราง 2.3 เราอาจมีแนวทางการด าเนินการที่เป็นไปได้ ดังนี ้

1)  มิติห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Gap): ขับเคลื่อนระดับต้นน ้า ระบุ
ประเทศเป้าหมายผู้น าเทคโนโลยี และสืบค้นกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกที่เป็นผู้น าทั้งที่เป็นแบบครบวงจรใน
การออกแบบ (IC Design) และการผลิตแผ่นเวเฟอร์ และบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบ 
Fabless IC Design และ การผลิตเวเฟอร์ ในกลุ ่ม Specialty / Power Fab (SiC/GaN) และ 
Photonic Semiconductors ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทั้งโดยกระทรวง ฯ ร่วมกับ BOI หรือ โดย
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ mapping องค์ความรู้ ตลอดจน
แสวงโอกาสเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจ  และเปิดทางให้กับการดึงดูด
การย้ายฐานการผลิต Front-end 

2)  มิติทรัพยากรบุคคล (Human Capital Gap): ขับเคลื่อนระดับกลางน ้า 
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแหล่งองค์ความรู้ และใช้กลไกทางการทูตในการเข้าถึง ริเริ่มความสัมพันธ์ 
และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในโครงการ Semiconductor Sandbox 
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และ National Semiconductor Training Centers (NSTC) ตลอดจนสถาบัน การศึกษาของไทย
ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านเซมิคอนดักเตอร์กับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนวิศวกรเฉพาะทางด้านการออกแบบและกระบวนการขั้นสูง ผ่านการท าข้อตกลง
แลกเปลี่ยนบุคลากร ทุนการศึกษา การจัดท า Joint/Double Degree Programs การวิจัยร่วม 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ยังสามารถสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพไทยในต่างประเทศ เพื่อน าไปสู่การเชื่อมโยงนักวิจัย และวิศวกรไทยที่
ท างานอยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นน าทั่วโลก เพื่อดึงดูดให้กลับมาร่วมพัฒนาหลักสูตร 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันในประเทศไทย 

3)  มิต ิการวิจ ัยและพัฒนา (R&D & Innovation Gap): ขับเคลื ่อนระดับ 
กลางน ้า เชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือการท าวิจัยร่วมระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ในสาขาเทคโนโลยีที่ไทยมีฐานอุตสาหกรรมรองรับ เช่น Silicon Photonics, Advanced Packaging 
(Chiplets/SiP) และ Power Electronics ตลอดจนใช้กลไกทางการทูตจูงใจให้บริษัทข้ามชาติที่ตั้ง
ฐานการผลิตปลายน ้าในไทยอยู่แล้ว เช่น Lumentum, Fabrinet ขยายขอบเขตการด าเนินงานมาสู่
การตั ้งศูนย์ R&D และการทดสอบขั้นสูงในประเทศไทย เพื ่อสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน 

4)  มิติมาตรการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ (Policy & Incentives Gap): 
แม้กระทรวงการต่างประเทศจะไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่อนักลงทุน แต่
สามารถสนับสนุนด้านการอ านวยความสะดวก และปรับปรุง ease of doing business ในการเร่งรัด 
หรือปรับปรุงขั้นตอนในการตรวจลงตราประเภทธุรกิจ หรือ Smart Visa ส าหรับผู้เชี่ยวชาญและ 
นักธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของผู้เชี่ยวชาญ (Talent Mobility) มายัง
ประเทศไทย 

 
2.3  สรุปผลการศึกษา 

2.3.1  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้น
สูงแห่งชาติ  

มีเป้าหมายส าคัญที่จะน าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยให้มีระบบนิเวศที่
ครบถ้วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายในปี ค.ศ. 2050 ในขณะที่ปัจจุบันผู้เล่นในไทยกระจุกตัวอยู่ใน
อุตสาหกรรมปลายน ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ขณะที่มีผู้เล่นระดับต้นน ้าเป็นผู้ออกแบบชิป
เฉพาะทางของไทยเพียง 1 ราย ขณะที่ในระดับกลางน ้ามีเพียง บริษัท FT1 Corporation จ ากัด ซึ่ง
เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ปตท. จ า กัด 
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(มหาชน) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ประเภท Silicon Carbide (SiC) ส าหรับ 
Power Semiconductor ที่คาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในปี 2570 

2.3.2  ประเทศไทยต้องการบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์มากกว่า 120,000 คน ภายใน
ปี 2593  

อว. จึงจัดตั้ง National Semiconductor Center ขึ้นเพื่อร่วมกับสถาบันการศึกษา
ในเครือข่าย 15 แห่ง ผลิตบุคลากรผ่านการอบรมระยะสั้นหลักสูตร Bootcamp และการอบรม 
upskill / reskill ส  าหร ับน ักศ ึกษา และบ ุคลากรจากภาคอ ุตสาหกรรม ร ่วมก ับหล ักส ูตร
ระดับอุดมศึกษาจาก 8 สถาบัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในระดับต้นน ้าและกลางน ้าได้
เพียงบางส่วน / สาขา ขณะที่มีหลักสูตรอย่างครอบคลุมส าหรับอุตสาหกรรมขั้นปลายน ้า อย่างไรก็ดี 
ขีดความสามารถเชิงปริมาณในการผลิตบุคลากรสาขาเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นความท้าทายที่ส าคัญ 

2.3.3  การวิเคราะห์ Gap Analysis  
พบว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ได้แก่  การต่อยอดยกระดับขีดความสามารถ
ของภาค Back-end การดึงดูดผู้น าด้านเทคโนโลยีระดับโลก (Global Tech Leaders) การเสริมสร้าง
และยกระดับ Local Champion และการยกระดับความแข็งแกร่งของห่วงโซ่มูลค่าให้ครอบคลุมทุก
ภาคส่วน ไทยจ าเป็นต้อง (1) ดึงดูดการลงทุนในขั้นตอนการออกแบบ (IC Design) และโรงงานผลิต
แผ่นเวเฟอร์ (2) เร่งผลิตบุคลากร (3) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และ (4) มีมาตรการดึงดูด
การลงทุนที่สามารถแข่งขันได้กบัประเทศอื่นในภูมิภาค  

2.3.4  แนวทางการแก้ไข: บทบาทของการทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของกระทรวงการต่างประเทศ 

(การทูต ววน.) มีวัตถุประสงค์ “มุ่งให้กระทรวงการต่างประเทศมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทย 
รวมทั้งเชื ่อมโยงและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  วิจัย และนวัตกรรมระหว่างไทยกับ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาว อันจะน าไปสู่การยกระดับขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มอ านาจต่อรองของไทยในเวทีโลก” โดยยุทธศาสตร์ ฯ 
ได้ก าหนดให้ย ึดโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในกรอบนโยบายต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งหมายรวมถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วย ดังนั้นการน าการทูต ววน. 
มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถแสดงบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี ้ได้ โดยเฉพาะการน าจุดแข็งของกระทรวง 
การต่างประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ในทุกประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ผู ้น  าหลักของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที ่สามารถใช้บทบาทผู ้แทนรัฐบาลในการสร้าง 
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ความน่าเชื่อถือเพื่อริเริ ่มความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นส าคัญของโลกกับประเทศไทย และการใช้
เครื่องมือทางการทูต อาทิ การเยือนระดับสูง และโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ที่ส าคัญในการผลักดัน
และริเริ่มความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและเศรษฐกิจ หรือขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีอยู่แล้วให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม 

 



 
 

ข้อเสนอ 
 
 
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้ยุทธศาสตร์การทูต 

ววน. เป็นเครื่องมือในการยกระดับระบบนิเวศอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย โดยเฉพาะใน
สาขาที่ไทยมีศักยภาพโดดเด่นและมีอุตสาหกรรมภายในรองรับ ตามการวิเคราะห์ในบทที่ 2 

 
3.1  ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

กระทรวงการต่างประเทศสามารถมีบทบาทในการยกระดับระบบนิเวศอุตสาหกรรม 
เซมิคอนดักเตอร์ โดยใช้จุดแข็งของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ววน. ดังนี ้

3.1.1  การจัดท า Mapping แหล่งองค์ความรู้เป้าหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ BOI และ 

อว. จัดท า mapping ฐานข้อมูลองค์ความรู้เซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในสาขา Power 
และ Photonics ทั้งระบุประเทศเป้าหมาย สถาบันการศึกษา หรือศูนย์ความเป็นเลิศ และภาคเอกชน
ผู้น าในอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจับคู่สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 

ในการนี้ ผู้ศึกษาได้จัดท าฐานข้อมูลน าร่องในสาขา Power Semiconductor และ 
Optoelectronics/Photonics ทั ้งผู ้เล ่นภาคเอกชนและสถาบันวิชาการ ที ่ไทยควรพิจารณา
เชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการยกระดับระบบนิเวศอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย ดังปรากฏตาม 
ภาคผนวก ก ที่ได้วิเคราะห์กรอบความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยชั้นน าจากกลุ่ม
ประเทศเป้าหมายหลักจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยค านึงถึงสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทาง  
การยกระดับอุตสาหกรรมไทยตามเป้าหมาย 4 ด้าน ทั้งด้านก าลังคน การวิจัยและพัฒนา การสร้าง
ผู้ประกอบการท้องถิ่น และขยายขีดความสามารถในระดับปลายน ้า และ ภาคผนวก ข ที่ได้จัดท า
ข้อเสนอแนะในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนจากกลุ ่มประเทศและเขตเศรษฐกิจส าคัญ โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับสถานะและฐานการผลิตเดิมในประเทศไทย ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่คุณค่า 
เพื่อดึงดูดและขยายการลงทุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีเป้าหมาย ทั้งในมิติของวัสดุต้นน ้า โรงหล่อ  
เวเฟอร์กลางน ้า และการบรรจุภัณฑ์/ทดสอบปลายน ้า 
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3.1.2 การริเริ่มความสัมพันธ์กับผู้เล่นส าคัญ 
สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความสัมพันธ์ (Door 

Knocking) กับผู้เล่นส าคัญของต่างประเทศในอุตสาหกรรม หรือที่เป็นเป้าหมายที่ระบุโดยหน่วยงาน
พันธมิตรในประเทศ โดยการเข้าพบหารือ ท าความรู้จัก ศึกษา หรือเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ สถาบัน
วิชาการ และภาคเอกชนส าคัญในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้น ตลอดจนชี้เป้าแก่
หน่วยงานไทยที่ต้องการสร้างความร่วมมือ ทั้งในลักษณะการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ หรือการจัด 
study visit เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานไทยกับหน่วยงานเป้าหมายในต่างประเทศซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส
ให้เกิดความร่วมมือได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรมีโอกาสเป็นไปได้สูง
บนพื้นฐานของการมีความสัมพันธ์ที่ดี ดังตัวอย่างที่ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ท าหน้าที่เป็น 
Door Knocker สามารถชี้เป้า เข้าถึง และได้น าผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลง
หัวของไต้หวัน7 เยือนไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์ของ
ไทย จนน าไปสู ่การเปิดหลักสูตร Dual Degree ด้านเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างจ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลงหัว และส านักงานการค้า ฯ ยังได้ด าเนิน
โครงการต่อยอดโดยใช้มหาวิทยาลัยหลงหัว ฯ เป็นฐานในการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชนไทยไปยังสถาบันการศึกษาชั้นน าอื่น และภาคเอกชนของไต้หวันในสาขาเซมิคอนดักเตอร์ 
AI และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งไทยสามารถขยายการด าเนินการในลักษณะเดียวกันนี้กับประเทศที่
ไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่เป็นผู้น าเทคโนโลยีและองค์ความรู้อื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะหากหน่วยงาน
พันธมิตรภายใต้เจตนารมณ์ร่วมของยุทธศาสตร์การทูต ววน. เข้ามาช่วยระบุสาขา เป้าหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย ก็จะช่วยให้การเจาะเข้าถึงองค์ความรู้ตรงจุดที่ไทยต้องการได้มากยิ่งขึ้น 

3.1.3  การสร้างความมุ่งมั่นทางการเมือง 
กรมภูมิภาคและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ที ่เกี ่ยวข้องผลักดันให้

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ ่งในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีหลักกับประเทศผู ้น า
อุตสาหกรรม มีประเด็นหารือที่เจาะจงมุ่งสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการหารือทุกระดับ โดยหารือ
กับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ BOI และ อว. เกี่ยวกับรายละเอียดสาขา และประเด็นความร่วมมือ 
อาทิ IC Design การผลิตเวเฟอร์ การประกอบและทดสอบ และในลักษณะใด เช่น การวิจัยร่วม  
ความร่วมจัดท าหลักสูตร หรือการอบรมบุคลากร รวมถึงผลักดันการจัดท าความร่วมมือระหว่าง

                                           
7 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลงหัว (Lunghwa University of Science and Technology) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
ด้านเทคโนโลยีของไต้หวัน โดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความนิยมสูงมากในภาคเหนือ
ของไต้หวัน มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมชั้นด้านเซมิคอนดักเตอร์ เช่น TSMC และ UMC  
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หน่วยงาน / สถาบันวิชาการ ด้านเซมิคอนดักเตอร์ให้เป็นหนึ่งในผลการเยือนระดับสูง หรือที่ระลึกใน
โอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังต้องพยายามแสวงหาดุลยภาพความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับเหล่าประเทศและเขตเศรษฐกิจที่เป็นคู่ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ให้สะท้อนภาพของ
ไทยอย่างชัดเจนว่าต้องการมีความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกประเทศและเขตเศรษฐกิจ และสร้าง
น ้าหนักหรือคุณค่าของไทยในฐานะของมิตรประเทศที่พึงรักษาไว้ในสายตาของเหล่าประเทศที่เป็นคู่
ขัดแย้งกัน เพื่อลดความกดดันจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ต่อไทย และให้ไทยสามารถด ารงความเป็น
พื ้นที ่ปลอดภัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที ่ภาคเอกชนสามารถใช้เป็น safe haven ภายใต้สถานการณ์ 
การแข่งขันที่ลุกลามไปยังมิติเศรษฐกิจและเทคโนโลย ี

3.1.4  การสร้างความเชื่อมั่นระดับสูง 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมภูมิภาค และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 

ที่เกี่ยวข้อง ควรผลักดันให้เกิดการหารือระหว่างผู้น าระดับสูงของไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนกระทรวง
การต่างประเทศ และ BOI กับภาคเอกชนเป้าหมายของต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
พิจารณาเข้าลงทุนในประเทศไทย หรือผลักดันให้ภาคเอกชนที่มีการด าเนินการในไทยอยู่แล้วยกระดับ
การด าเนินการในไทยขึ้นสู่ระดับกลางน ้าและต้นน ้า โดยเฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อช่วย
ยกระดับระบบนิเวศอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย เช่น ในโอกาสนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม 
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก เป็นโอกาสที่สามารถจัดให้นายกรัฐมนตรีพบปะกับ
ภาคเอกชนเป้าหมายในสหรัฐอเมริกา โอกาสเข้าร่วม World Economic Forum พบปะภาคเอกชน
จากยุโรป และการเข้าร่วม Nikkei Forum Future of Asia พบปะภาคเอกชนของญี่ปุ่น เป็นต้น 

3.1.5  การเข้าถึงเทคโนโลยียุโรปผ่าน Horizon Europe 
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ อว. ผลักดันการใช้ประโยชน์จากโครงการ 

Horizon Europe ซึ่งสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป (EU) โดยจะเป็น
โอกาสของไทยในการสร ้างความร ่วมม ือก ับสถาบันการศ ึกษาและภาคเอกชนชั ้นน  าด ้าน 
เซมิคอนดักเตอร์ของยุโรป สอดรับกับความต้องการของ EU ในการกระจายความเสี่ยงและไทยมี
ฐานรองรับ อาทิ Dresden University of Technology และสถาบัน Fraunhofer ของเยอรมนีที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก โดยเฉพาะด้าน Power Semiconductor, IC Design 
และการประกอบเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง Interuniversity Microelectronics Centre ของเบลเยียม
ในด้านเครื่องมือและเทคนิคการผลิตเวเฟอร์ Eindhoven University of Technology และ Delft 
University of Technology ของเนเธอร์แลนด์ในด้าน Photonics Semiconductor และ IC Design 
ตามล าดับ (รวมถึง University of Twente ของเนเธอร์แลนด์ผู้น าด้าน Photonics ของยุโรปที่เพิ่ง
จัดท าความร่วมมือกับ อว. ผ่านมหาวิทยาลัยมหานคร) และภาคเอกชนยุโรปที่มีฐานอยู่ในไทยแล้ว
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อย่าง NXP Semiconductor, Infineon Technologies และ Continental Automotive หรือริเริ่ม
ความร่วมมือกับบริษัทที่เป็นผู้น าระดับโลกอย่าง ASML Holding NV ผู้ผลิตเครื่องมือส าคัญในการ
ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ และการสร้างความเชื่อมั่น
ต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ด้าน ววน. ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสของไทยในการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวเชิงภูมิรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศควรเร่งหารือกับ อว. และส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการเข้าร่วม Horizon 
Europe และการสนับสนุนการเข้าร่วมวิจัยจากฝ่ายไทย ในประเด็นดังนี ้

1)  การเร่งให้นักวิจัยของไทยขอรับทุนวิจัยร่วมใน Pillar 2 (Global Challenges 
and European Industrial Competitiveness)  Cluster 4  ( Digital, Industry and Space)  ใ น
สาขาเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่งในเครือข่ายของศูนย์พัฒนาก าลังคนด้าน 
เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( Thai Microelectronics 
Center: TMEC) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งไทย
โดย อว. และสหภาพยุโรปอาจร่วมกันจัด roadshow หรือการเสวนาออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโอกาสและเงื่อนไขการเข้าร่วม Horizon Europe แก่สถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องของไทย  
โดยสถานเอกอัครราชทูตในประเทศเป้าหมาย อาทิ เยอรมนี เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ เชิญสถาบัน
วิชาการเป้าหมายร่วมการบรรยายเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ฝ่ายไทยในการจับคู่ร่วมวิจัย 

2)  พิจารณาให้ความส าคัญกับการจัดสรรเงินทุนร่วมวิจัยใน Pillar 2 ซึ่งไทยใน
ฐานะประเทศที่สามจ าเป็นต้องออกทุนวิจัยในส่วนของตนเอง ซึ่งอาจผลักดันให้ผู้วิจัยฝ่ายไทยขอรับ
ทุนสนับสนุนจากกรอบงานวิจัย Global Partnership ของหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่ม
ความสามารถการแข่งขัน (บพข.) และจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (บพค.) มา co-funding การวิจัยร่วมกับฝ่ายสหภาพยุโรปในกรอบ 
Horizon Europe โดย สกสว. อาจพิจารณาจัดสรรทุนส าหรับเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในสาขา 
เซมิคอนดักเตอร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของไทยเพิ่มขึ้นเป็นการเฉพาะ 

3)  กระทรวงการต่างประเทศ (และ สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์) อาจพิจารณาร่วมกับ 
อว. สกสว. และ BOI จัดตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์ (และสาขา
อ ื ่นท ี ่ เป ็นผลประโยชน ์ร ่วมก ัน) ระหว ่างไทยก ับ Directorate-General for Research and 
Innovation (DG RTD) ของคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อศึกษาโอกาสในการสร้างความร่วมมือและ
สร้างความรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพของไทยและความน่าเช่ือถือของไทยในด้านเซมิคอนดักเตอร์ โดยเป็น
การท างานร่วมกันเพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัยไทยใช้โอกาสจาก Pillar 2 ของ Horizon Europe ตามข้อ 1) 
ตลอดจนผลักดันการเข้าร่วมเป็น associated country ของโครงการ 
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4)  การสมัครเข้าเป็น associated country ถึงแม้โครงการ Horizon Europe 
ระยะปัจจุบันจะสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2027 และกระบวนการเข้าร่วมอาจจะใช้เวลา 2-3 ปี แต่ผลที่ได้รับ
จะเพิ่มโอกาสและบทบาทของไทยในฐานะ rising innovator ในระยะต่อไปของโครงการ และเป็น
ช่วงเวลาที่สอดรับกับแผนการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยในระยะที่หนึ่ง 
(ปี ค.ศ. 2026-2030) 

3.1.6  การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญคนไทยในต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงาน

การค้าและเศรษฐกิจไทย อาจพิจารณาร่วมกับ อว. และ National Semiconductor Training 
Center ใช ้ประโยชน์จากเคร ือข ่ายผ ู ้ เช ี ่ยวชาญไทยที ่ท  างานอยู ่ ในสถาบันการศ ึ กษาและ
ภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่
นักศึกษาและแรงงานที่ต้องการ upskill/reskill โดยอาจเริ่มต้นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับทราบประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรม 

 
3.2  ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์และการทูตวิทยาศาสตร์สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน มีข้อเสนอ ดังนี้ 

3.2.1 การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนแบบบูรณาการ 
จัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI) และ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
เพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์ด้านการทูตวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งเร่งจัดท าแผนที่น าทาง 
(Mapping) แหล่งองค์ความรู ้ เป ้าหมายด้านเซมิคอนดักเตอร์ร ่วมกัน เพื ่อเป็นการชี ้ เป้าแก่  
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในการริเริ่มการติดต่อ
หรือขยายความร่วมมือ โดยอาจใช้ข้อมูลตามภาคผนวก ก และ ข เป็นฐานตั้งต้น และขยายผลไปยัง
สาขาอื่น ๆ ตามยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์ของไทย (อาทิ เซนเซอร์ อนาล็อก และ Discrete) ให้
สอดคล้องกับสถานะและความต้องการของระบบนิเวศอุตสาหกรรมในแต่ละระยะ ทั้งนี้ อาจพิจารณา
จัดตั้งในรูปแบบ "คณะอนุกรรมการ" ภายใต้คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ (บอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ) 

3.2.2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
จัดให้มีการประชุมออนไลน์ระหว่างคณะท างานร่วม สถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญ่ และกรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามความคืบหน้า ทบทวน
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อุปสรรค และส่งต่อภารกิจจากการชี้เป้าตามบทบาท Door Knocker ของกระทรวงการต่างประเทศ
ไปยังองค์กรพันธมิตร พร้อมทั้งก าหนดให้มีการทบทวนงานรายไตรมาส (Quarterly Review) เช่น 
สถิติการเข้าพบเพื่อเจรจา (Door Knocking) ความคืบหน้าในการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
และจ านวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรพัฒนาทักษะ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 

3.2.3 การสร้างและรักษาความมุ่งมั่นทางการเมือง 
ยกระด ับความม ุ ่ งม ั ่นทางการเม ืองโดยเช ิญผ ู ้บร ิหารระด ับส ูงของกระทรวง 

การต่างประเทศและกระทรวง อว. ด ารงต าแหน่งประธานร่วมในการประชุมคณะท างาน นอกจากนี้ 
ควรมอบหมายให้กรมภูมิภาคตรวจสอบวาระครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เพื่อ
ผลักดันความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์ให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองและเป็นผลงานที่เป็น
รูปธรรม (Deliverable) ในการเยือนระดับสูง 

ผู ้บร ิหารกระทรวงการต่างประเทศต้องตระหนักถึงความส าคัญของการทูต
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และศักยภาพของกระทรวง ฯ ในการสนับสนุนการยกระดับรายได้
ของประเทศที่ต้องอาศัยการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ
ควรพิจารณาเพ่ิมน ้าหนักองค์ความรู้และความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์ ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอื ่น ๆ ที่ส าคัญและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในการพิจารณา
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ต่อประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรบุคลากร และ
งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศสอดรับและตอบสนองต่อความมุ่งมั่นทางการเมืองได้ดีขึ้น 
และผลักดันให้การทูต ววน. อยู ่ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลทุกชุด เพื ่อให้การด าเนินงานมี  
ความต่อเนื่อง 

3.2.4 การขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านกรอบ Horizon Europe 
มอบหมายให้กรมยุโรปเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศในการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้กรอบโครงการ Horizon Europe ร่วมกับกระทรวง 
อว. และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยบรรจุ  
ความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์ให้เป็นหนึ่งในโครงการเรือธง (Flagship Project) 

3.2.5 การจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ 
สนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์ทีมประเทศไทยให้แก่กรมเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ กรมภูมิภาค สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
เป็นประจ าทุกปีและต่อเนื่องระยะยาว เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันวิชาการ 
และสนับสนุนการหารือระหว่างการเยือนระดับสูงกับภาคเอกชนเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานภายนอกที่
เข้าร่วมโครงการควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Workshop 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและส านักนโยบายและแผน เพื่อเป็น
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แนวทางในการด าเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยกระดับอุตสาหกรรม การจัดสรร
งบประมาณส าหรับการนี้อย่างต่อเนื่องสิ่งจ าเป็นโดยต้องสอดคล้องกับกรอบเวลาของ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง คือตั้งแต่ ค.ศ. 2026 
จนถึง ค.ศ. 2050 

3.2.6 การพัฒนาศักยภาพ "นักการทูต ววน." 
แม้บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการทูต ววน. ส่วนใหญ่จะเป็นการ

ประสานงาน แต่บุคลากรจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการท า
หน้าที่ริเริ่มความสัมพันธ์ (Door Knocking) และสะท้อนความจริงจังของไทย ดังนั้น กระทรวงการ
ต่างประเทศจึงควรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ ตลอดจน
ความส าคัญและโอกาสของไทยจากการทูต ววน. โดยเชิญผู้เชี ่ยวชาญจาก MTEC, NECTEC หรือ
ภาคเอกชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตใน
ประเทศเป้าหมาย รวมทั ้งเว ียนเอกสารที ่ เก ี ่ยวข้อง อาทิ การ mapping องค์ความร ู ้  และ 
ผลการประชุมติดตามความคืบหน้า ให้ส านักงานของกระทรวง ฯ ในประเทศต่าง ๆ รับทราบเป็น
ระยะ เพื่อเป็นการเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภารกิจการยกระดับอุตสาหกรรม  
เซมิคอนดักเตอร์ของไทย ทั้งนี้ ยังสามารถน ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง "Tech Ambassador 
กับการต่างประเทศมิติใหม่" โดย นายธนภูมิ ริมชลา มาเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคล ส าหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เพียงพอในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการริเริ่มด าเนินการเชิงลึก และการรักษา
แรงขับเคลื่อนการทูต ววน. ของกระทรวงการต่างประเทศในระยะยาว 

การทูตวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีศักยภาพสามารถสนับสนุนการยกระดับ
ระบบนิเวศอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยได้ สามารถช่วยปิดช่องว่างของอุตสาหกรรมผ่าน
การใช้เครื ่องมือทางการทูตในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ กรอบการวิเคราะห์และ 
แนวทางการด าเนินงานของการศึกษาฉบับนี้ยังสามารถเป็นแนวทางในการประยุกต์ยุทธศาสตร์  
การทูต ววน. ไปใช้กับสาขาและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไทยต้องการไต่ระดับห่วงโซ่คุณค่าโดยต้องมี
ความสอดคล้องระหว่างความต้องการของอุตสาหกรรมปลายน ้าในประเทศ กับทิศทางเทคโนโลยีของ
ผู้เล่นระดับโลก เพื่อให้การเปิดประตูทางการทูต (Door Knocking) มีความน่าเชื่อถือที่จะต่อยอดไปสู่
ความร่วมมือเชิงพาณิชย์และการลงทุนได้จริง 
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ภาคผนวก ก. 
กรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยต่างประเทศ 

เพื่อขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทย 
ประเทศ / 

เขตเศรษฐกิจ 
สถาบันเป้าหมายและ 

ความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน 

สาขาความ
เชี่ยวชาญที่

สอดคล้องกับความ
ต้องการของไทย 

รูปแบบความร่วมมือที่
เหมาะสม 

(Modes of 
Cooperation) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์อุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์
ของประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกา Arizona State 
University (ASU): 

TSMC, Intel, 
Microchip 

Technology, 
Applied Materials, 

NXP 
Semiconductors 

Semiconductor 
Workforce, 
Microelectronics 
& Advanced 
Packaging 
(มี MOU ร่วมกับ 
อว., MUT, BOI, 
TMEC) 

ขยายผลความร่วมมือสู่การ
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence) 
ร่วมกับ TMEC และ MUT 
พร้อมผลักดันหลักสูตร
ปริญญาคู่ (Joint Degree) 
และ Micro-credentials 

ผลิตแรงงานทักษะ
สูงและเสริม 
ความแข็งแกร่ง 
Ecosystem  
ไทย-สหรัฐฯ 

สหรัฐอเมริกา Purdue University:  
SK Hynix, Intel, 

Texas Instruments, 
MediaTek 

Semiconductor 
Workforce & 
Advanced 
Packaging (HBM / 
Memory 
Integration) 

สร้างความร่วมมือถ่ายทอด
โครงสร้างหลักสูตรเซมิคอน
ดักเตอร์ (SDP Model), ท า
โครงการปริญญาคู่ระดับ
บัณฑิตศึกษา และความ
ร่วมมือวิจัยการบรรจุภัณฑ์
ขั้นสูงส าหรับชิปความจ า AI 

ยกระดับก าลังคน
และ R&D สาขา 
Advanced 
Packaging & 
Memory 
Integration 
รองรับอุตสาหกรรม 
AI Data Center 

สหรัฐอเมริกา Georgia Institute 
of Technology 

(3D PRC): 
Intel, AMD, 
Samsung 

Electronics, 
Applied Materials, 

Resonac, ASE 
Group 

Advanced 
Packaging 
(2.5D/3D 
Packaging & 
Substrate 
Materials) 

เชิญชวนศูนย์วิจัยและ
มหาวิทยาลัยไทย (เช่น 
NECTEC/MTEC/VISTEC) 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีวิจัย 
3D PRC เพื่อร่วมพัฒนา
งานวิจัยประยุกต์ด้านวัสดุ
ฐานรองรับชิป (Substrate) 
ยุคใหม่ 

เตรียมความพร้อม
ยกระดับห่วงโซ่
อุปทานวัสดุขั้นสูง 
(ต้นน ้า) 
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ประเทศ / 
เขตเศรษฐกิจ 

สถาบันเป้าหมายและ 
ความเชื่อมโยงกับ

ภาคเอกชน 

สาขาความ
เชี่ยวชาญที่

สอดคล้องกับความ
ต้องการของไทย 

รูปแบบความร่วมมือที่
เหมาะสม 

(Modes of 
Cooperation) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์อุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์
ของประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกา University of 
California, Santa 
Barbara (UCSB): 

Wolfspeed, 
Transphorm, 

Qorvo, Raytheon 
Technologies 

Photonic 
Integrated 
Circuits (PICs) & 
GaN Power 
Electronics 

สร้างความร่วมมือวิจัย
ประยุกต์ด้านชิปแสงและการ
ประยุกต์ใช้ GaN ร่วมกบั 
NECTEC/VISTEC พร้อม
สนับสนุนการส่งนักวิจัยไทย
ไปท างานในห้องปฏิบัติการ
ขั้นสูง 

เพิ่มศักยภาพ R&D 
สาขา GaN Power 
Electronics และ 
Photonics เสริม
ระบบนิเวศชิปพลัง
งานรองรับ EV 

สหรัฐอเมริกา UC Berkeley & 
Stanford 

University: 
Synopsys, Cadence 

Design Systems, 
Nvidia, Apple, Intel 

Advanced IC 
Design, System 
Architecture & 
EDA Tools 

ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการ
ออกแบบวงจรรวมขั้นสูง (IC 
Design), โปรแกรม
แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัย 
(Visiting Scholars) และ
เปิดช่องทางให้วิศวกรไทย
เข้าถึงเครื่องมือซอฟต์แวร์
ออกแบบระดับสูง 

บุคลากรไทยเข้าถึง
องค์ความรู้
สถาปัตยกรรมชิป
ขั้นสูงและ EDA 
Tools รองรับ 
การออกแบบวงจร
ต้นน ้า 

สหรัฐอเมริกา San Jose State 
University (SJSU): 
Applied Materials, 

Cadence, 
Synopsys, Intel, 
KLA Corporation 

Practical IC 
Design, System 
Verification & 
Integration 

พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา 
(Co-op/Internship) และ
ส่งนักศึกษา/อาจารย์ไทยเข้า
รับการฝึกอบรมด้าน
กระบวนการตรวจสอบและ
ยืนยันการออกแบบชิป 
(Design Verification) 
ร่วมกับภาคเอกชน 

สร้างวิศวกรตรง
รองรับอุตสาหกรรม
ต้นน ้า และสร้าง
ความเชี่ยวชาญภาค
ปลายน ้าร่วมกับ 
ผู้เล่นจากสหรัฐฯ 

เยอรมนี Dresden 
University of 

Technology (TU 
Dresden): 

TSMC (ESMC), 
Infineon 

Technologies, 

Power 
Semiconductor, 
IC Design, 
Advanced OSAT 

เชิญร่วมพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum 
Development) การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักศึกษา 
(Faculty/Student 

เร่งสร้าง 
Workforce ทักษะ
สูงด้าน Power 
Semiconductor 
และ Advanced 
OSAT รองรับ
อุตสาหกรรม EV 
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ประเทศ / 
เขตเศรษฐกิจ 

สถาบันเป้าหมายและ 
ความเชื่อมโยงกับ

ภาคเอกชน 

สาขาความ
เชี่ยวชาญที่

สอดคล้องกับความ
ต้องการของไทย 

รูปแบบความร่วมมือที่
เหมาะสม 

(Modes of 
Cooperation) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์อุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์
ของประเทศไทย 

GlobalFoundries, 
Robert Bosch 

Exchange) และอาจารย์
พิเศษ (Visiting Lecturers) 

เยอรมนี Fraunhofer 
Institutes  

(เช่น Fraunhofer 
IZM, IISB): 

Infineon, Robert 
Bosch, Siemens, 

STMicroelectronics, 
OSRAM 

Power 
Semiconductor, 
Advanced OSAT 

ผลักดันงานวิจัยประยุกต์ร่วม 
(Joint Research), การ
เข้าถึง Pilot Line การบรรจุ
ภัณฑ์ชิป และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทดสอบ 

ยกระดับศักยภาพ 
R&D และการ
พัฒนาต้นแบบผ่าน 
Pilot Line สู่การ
สร้าง Local 
Champions 

เบลเยียม imec 
(Interuniversity 
Microelectronics 

Centre): 
ASML, TSMC, 

Samsung, Intel, 
Applied Materials, 

Lam Research 

Wafer Fabrication 
Equipment & 
Process 
Technology 

ผลักดันโครงการวิจัยร่วม 
(Joint R&D) การเข้าเป็น
ภาคีเครือข่าย (Consortium 
Affiliation) และการ
ฝึกอบรมนักวิจัยไทยด้าน
เทคนิคการผลิตเวเฟอร์ 

วางรากฐานองค์
ความรู้และนักวิจัย 
Deep-Tech ด้าน 
Wafer Fab 
Process 
เตรียมพร้อมสู่
อุตสาหกรรม 
กลางน ้า 

เนเธอร์แลนด์ Eindhoven 
University of 
Technology 

(TU/e): 
ASML, NXP 

Semiconductors, 
ASM International, 

Signify 

Photonics 
Semiconductor 

ศึกษาโอกาสจัดท าโปรแกรม
วิจัยปริญญาเอกร่วม (PhD 
Co-supervision), การสร้าง
หลักสูตรชิปแสง และการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัย 

สร้างฐานความรู้
และ IP สาขา 
Photonic 
Integrated 
Circuits (ชิปแสง) 
รองรับเทคโนโลยี
แห่งอนาคต 

เนเธอร์แลนด์ Delft University of 
Technology (TU 

Delft): 
ASML, NXP 

IC Design สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตร IC Design, การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ และการ
ส่งนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อ 

สร้างวิศวกร IC 
Design ทักษะสูง 
รองรับอุตสาหกรรม
ระดับต้นน ้า 
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ประเทศ / 
เขตเศรษฐกิจ 

สถาบันเป้าหมายและ 
ความเชื่อมโยงกับ

ภาคเอกชน 

สาขาความ
เชี่ยวชาญที่

สอดคล้องกับความ
ต้องการของไทย 

รูปแบบความร่วมมือที่
เหมาะสม 

(Modes of 
Cooperation) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์อุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์
ของประเทศไทย 

Semiconductors, 
ASM International 

เนเธอร์แลนด์ University of 
Twente  

(ร่วมมือผา่น ม.มหา
นคร / อว.): 

ASML, Demcon, 
PHIX Photonics, 

LioniX International 
(เครือข่าย 

PhotonDelta) 

Photonics 
Semiconductor 

ขยายผลความร่วมมือเดิมสู่
โปรแกรมแลกเปลี่ยน
บุคลากร การวิจัยชิปแสง
ร่วมกัน และการฝึกอบรม
บุคลากรไทย 

เพิ่มนักวิจัยเฉพาะ
ทางด้าน Photonic 
Semiconductors 
เชื่อมโยงงานวิจัย
ประยุกต์สู่
ภาคอุตสาหกรรม 

ญี่ปุ่น Tohoku 
University: 

Sony, Toyota, 
Denso, Tokyo 
Electron (TEL), 

Kioxia, Mitsubishi 
Electric 

Semiconductor 
Materials 
Science, 
Spintronics, 
MEMS, Advanced 
Packaging 
Substrates 

เสนอการท าวิจัยร่วมด้าน
วัสดุ SiC/GaN การ
แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับ
หน่วยงานวิจัยวัสดุไทย (เช่น 
MTEC, NECTEC) 

ยกระดับห่วงโซ่
อุปทานต้นน ้า 
(Materials) และ
เพิ่มศักยภาพด้าน 
วัสดุเซมิคอนดัก
เตอร์โดยเฉพาะ 
GaN/SiC รองรับ
อุตสาหกรรม EV 
และ Power 
Electronics 

จีน IMECAS (Institute 
of Microelectronics, 
Chinese Academy 

of Sciences): 
SMIC, Huawei 

(HiSilicon), BYD 
Semiconductor, 

Naura Technology 

สถาบันวิจัยไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์
ระดับชาติ เชี่ยวชาญ
ด้าน Power 
Electronics, 
Compound 
Semiconductors 
(GaN/SiC) และ 
Smart Sensors 

สถาปนาความร่วมมือด้าน 
Joint R&D และ Pilot 
Testing ส าหรับชิปยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) และระบบกัก
เก็บพลังงาน (Energy 
Storage) รวมถึงสร้างโอกาส
การเข้าถึงวงจรทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการแก่
นักวิจัยไทย 

เร่งการพัฒนาและ
ทดสอบ Power 
Semiconductor 
(GaN/SiC) เสริม
ห่วงโซ่อุปทาน EV 
และ Energy 
Storage ในไทย 



41 

ประเทศ / 
เขตเศรษฐกิจ 

สถาบันเป้าหมายและ 
ความเชื่อมโยงกับ

ภาคเอกชน 

สาขาความ
เชี่ยวชาญที่

สอดคล้องกับความ
ต้องการของไทย 

รูปแบบความร่วมมือที่
เหมาะสม 

(Modes of 
Cooperation) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์อุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์
ของประเทศไทย 

จีน กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้น
น าจีน 

(เช่น Tsinghua, 
SJTU, Xidian 
University): 

BYD, SMIC, Huawei 
(HiSilicon), CATL, 

Baidu 

โดดเด่นด้าน 
Microelectronics, 
IC Design, Power 
Semiconductor 
Engineering และ
การท างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ (EV 
OEMs) 

จัดท าโครงการ Targeted 
Industrial PhD/Postdoc 
Fellowship & Co-op 
Track มอบทุนการศึกษา
ระดับสูงที่พ่วงสัญญาฝึกงาน
ในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์/
EV จีนชั้นน า (เช่น BYD, 
SMIC, Huawei HiSilicon) 

สร้างนักวิจัย
ระดับสูง 
(PhD/Postdoc) 
สาขา ยานยนต์ ตรง
ตามความต้องการ
ค่ายรถ EV 

ไต้หวัน TSRI (Taiwan 
Semiconductor 

Research 
Institute): 

TSMC, UMC, 
MediaTek, ASE 
Group, Novatek 

ศูนย์วิจัยระดับชาติที่
มีสายการผลิต
ทดลอง (Pilot Line) 
ชิปขนาด 8 และ 12 
นิ้ว เชี่ยวชาญ
กระบวนการผลิต
กลางน ้า (Wafer 
Fab Process 
Engineering) 

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
นักวิจัย ส่งอาจารย์ นักวิจัย 
(NECTEC/VISTEC) และ
นักศึกษา ป.โท-เอก ไป
ปฏิบัติงานใน Cleanroom 
Pilot Line ของ TSRI เพื่อ
เรียนรู้กระบวนการ 
Lithography, Etching และ 
Deposition 

สร้างบุคลากรสาย
ปฏิบัติการด้าน 
Wafer Fab 
Process 
Engineering กลาง
น ้าใน Cleanroom 
จริง 

ไต้หวัน ITRI (Industrial 
Technology 
Research 
Institute): 

TSMC (บริษัทลูกใน
อดีต), UMC, 

Vanguard (VIS), 
Delta Electronics, 

Foxconn 

สถาบันวิจัยประยุกต์
ระดับชาติผู้สร้าง 
TSMC/UMC 
เชี่ยวชาญกลไกการ
เปลี่ยนงานวิจัย
ระดับ Deep-Tech 
ให้เป็นธุรกิจเชิง
พาณิชย์ 
(Semiconductor 
Spin-off Engine) 

สถาปนาความร่วมมือเชิง
นโยบายและห้องทดลอง: 
1) ถอดรหัสและถ่ายทอด 
KSFs ในการสร้างธุรกิจชิป 
ให้แก่หน่วยงานนโยบายและ
สถาบันวิจัยไทย 
2) ใช้ Open Lab/Pilot 
Line ของ ITRI ทดสอบและ
รับรองมาตรฐานชิ้นส่วน 
วัสดุ เคมีภัณฑ์ ให้
ผู้ประกอบการไทย 

สร้าง Local 
Champions และ
เปิดโอกาส
ผู้ประกอบการไทย
เข้าถึงห้องแล็บ
ระดับโลก เพิ่ม
โอกาสเข้าห่วงโซ่
อุปกรณ์โลก 
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ประเทศ / 
เขตเศรษฐกิจ 

สถาบันเป้าหมายและ 
ความเชื่อมโยงกับ

ภาคเอกชน 

สาขาความ
เชี่ยวชาญที่

สอดคล้องกับความ
ต้องการของไทย 

รูปแบบความร่วมมือที่
เหมาะสม 

(Modes of 
Cooperation) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์อุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์
ของประเทศไทย 

ไต้หวัน กลุ่มสถาบันการศึกษา
และมหาวิทยาลัย

ไต้หวัน 
(เช่น NCKU, NTU, 
LHU, Taipei Tech, 

CGU): 
TSMC, ASE Group, 

Foxconn, 
MediaTek, Nanya 

Technology 

มีความร่วมมือกับ
สถาบันไทยเดิม
แพร่หลาย ผ่าน
หลักสูตร Dual 
Degree (2+2, 3+2) 
และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ในสาขา 
Semiconductor 
Workforce, IC 
Design, Smart 
Manufacturing 
และ Substrate 
Materials 

ผลักดันการยกระดับ
หลักสูตร Dual Degree สู่ 
Industrial Internship 
Track เชื่อมโยงกับนโยบาย 
INTENSE Program ของ
ไต้หวัน ให้นักศึกษาไทยได้
ฝึกงานจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม (Off-
campus Paid Internship) 
ระหว่างเรียน และขยายสิทธิ์
การฝึกงาน/ท างานหลังจบ
การศึกษา 

ผลิตวิศวกรสาย
ปฏิบัติการที่มี
ประสบการณ์
โรงงานจริง 
(Industrial 
Internship) ป้อน
อุตสาหกรรม 
OSAT ในไทย 

 
หมายเหตุระเบียบวิธีวิจัยท้ายภาคผนวก ก: รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์วิจัยคัดเลือกจากความสอดคล้อง
ก ับสาขาและความเช ี ่ยวชาญเป ้าหมายที ่ ไทยต ้องการ โดยเฉพาะในด ้าน  Power Semiconductor และ 
Optoelectronics/Photonics ตามที่ได้ระบุไว้ในการศึกษาฉบับนี้ ดังนี้ 

 กลุ่มสหรฐัอเมริกา: เป็นสถาบันที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์หลักและเครือข่ายภายใต้ US CHIPS and 
Science Act และโครงการขับเคลื่อนไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Microelectronics Commons 
Hubs)  
https://microelectronicscommons.org/ 

 กลุ่มยุโรป: เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์หลักภายใต้ European Chips Act (Fraunhofer Institutes และ 
IMEC) โครงสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระดับภูมิภาค เช่น คลัสเตอร์ Silicon Saxony (TU Dresden) 
และเครือข่าย PhotonDelta (TU/e, TU Delft และ University of Twente) 
https://www.fraunhofer.de/en.html 
https://www.imec-int.com/en 
https://tu-dresden.de/ 
https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/14-04-2022-photondelta-lands-
eur11-billion-to-usher-in-a-new-generation-of-semiconductor-technology 
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 กลุ่มญี่ปุ่น: มหาวิทยาลัย Tohoku ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่นให้เป็นศูนย์กลาง Innovative Spintronics X Semiconductor 
Research Hub ภายใต้โครงการ X-NICS เพื่อบูรณาการก าลังคนและงานวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงทั่ว
ประเทศ  
http://xnics.tohoku.ac.jp/en/ 

 กลุ่มจีน: เลือก IMECAS ซึ่งเป็นสถาบันด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สภาวิทยาศาตร์ของจีน และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น National Demonstration Schools of Integrated Circuits 
ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 14 ของจีน  
http://english.ime.cas.cn/au/Overview/ 

 กลุ่มไต้หวัน: เป็นสถาบันวิจัยชั้นน าด้านเซมิคอนดักเตอร์ และเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนงานวิจัยสู่ภาค
พาณิชย์ และสถาบันการศึกษาดา้นวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์
และมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมไต้หวัน 
https://www.tsri.org.tw/english/ 
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ภาคผนวก ข. 
กรอบข้อเสนอแนะเชงินโยบายยุทธศาสตรส์ าหรบัภาคเอกชนต่างประเทศ 

เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทย 
 

ประเทศ บริษัทเป้าหมาย สถานะ / ฐาน
เดิมในไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ (Strategic 

Policy Pitch) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชงิ
ยุทธศาสตร์ฯ 

สหรัฐฯ Lumentum 
Holdings Inc. 

โรงงานประกอบ
โมดูล Optics 
(นวนคร) น าชิป
ส าเร็จรูปจาก
บริษัทแม่มา
ประกอบเป็น
อุปกรณ์ที่ประเทศ
ไทย 

เชิญชวนย้าย /ขยายกิจกรรม
กลาง - ปลายน ้ามาประเทศไทย 
ในส่วน Advanced OSAT 
(Wafer Probe & Bare-Die 
Packaging) ในกระบวนการ
บรรจุภัณฑ์ระดับชิปเปลือยและ
การทดสอบแผ่นเวเฟอร์ 

ยกระดับสาขา
Photonics สู่ขั้น 
กลางน ้า 

สหรัฐฯ Microchip 
Technology 

Inc. 

มีโรงงาน Back-
end OSAT 
ขนาดใหญ่ 
(ฉะเชิงเทรา) ท า
การบรรจุภัณฑ์
และทดสอบชิป 
Microcontroller 
(MCU) และ 
Analog 

ขยายเข้าสู่ IC Design Center: 
ดึงดูดการย้าย/จัดตั้งศูนย์
ออกแบบวงจรรวม (MCU & 
Analog IC Design) มาที่
ฉะเชิงเทรา เพื่อเชื่อมโยงการ
ออกแบบกับฐาน OSAT เดิม  

ยกระดับสาขา Power 
/ MCU สู่ระดับต้นน ้า 
(IC Design)  

สหรัฐฯ Navitas 
Semiconductor 

Corporation 

ยังไม่มีฐานในไทย 
เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี GaN 
Power IC ระดับ
โลก มีแผนขยาย
เข้าสู่ตลาด 
Power Supply 
Units (PSU) ของ 
AI Data Center 
และ รถยนต์ EV 

เชื่อมโยงกับผู้เล่นด้าน Power 
Electronics ในไทย เพื่อน าไปสู่
การตั้งศูนย์ออกแบบร่วม (GaN 
IC Co-Design Lab): ดึงดูดการ
จัดตั้งศูนย์ออกแบบและทดสอบ
ชิปพลังงาน GaNเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมชิปส าหรับ AI Data 
Center 

ยกระดับสาขา Power 
Semiconductor สู่
ระดับต้นน ้า (IC 
Design)  
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ประเทศ บริษัทเป้าหมาย สถานะ / ฐาน
เดิมในไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ (Strategic 

Policy Pitch) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชงิ
ยุทธศาสตร์ฯ 

สหรัฐฯ Coherent Corp. ยังไม่มีฐานผลิตใน
ไทย เป็นผู้น า
เทคโนโลยี 
Optics/Photoni
cs ระดับโลก 

เชิญชวนลงทุนระดับกลางน ้า 
(Advanced OSAT): ย้ายศูนย์ 
Wafer Probe & Die-Level 
Packaging จากต่างประเทศมา
ไทย เพื่อเชื่อมโยงกับฐานปลาย
น ้าบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงระดับโลกใน
ไทย (เช่น Fabrinet)  

ยกระดับสาขา 
Photonics สู่
ระดับกลางน ้า 
(Advanced OSAT) 
(สอด 

สหรัฐฯ Broadcom Inc. 
/ Marvell 

Technology, 
Inc. 

ยังไม่มีการ
ด าเนินการในไทย 
เป็นบริษัท 
Fabless ด้าน 
Networking 
ระดับโลก และ
ก าลังมุ่งสู ่ก าลัง
มุ่งสู่เทคโนโลยี
เชื่อมต่อด้วยแสง
ยุคใหม่ 

ชี้ชวนให้เห็นศักยภาพของไทย 
และโอกาสในการจัดตั้งศูนย์ 
Next-Generation Photonic 
Packaging & Validation 
Hub: เชิญชวนบริษัทออกแบบ
ชิปชั้นน าจัดตั้งศูนย์วิศวกรรม
ร่วมในไทย เพื่อท าหน้าที่
ทดสอบ ปรับแต่ง และแก้ไข
ปัญหาเทคนิคในกระบวนการ
บรรจุภัณฑ์ระบบแสงยุคใหม่ 
ร่วมกับฐานการประกอบในไทย 
(อย่าง Fabrinet) ก่อนส่งมอบ
ให้ Hyperscale Data Center 
ในภูมิภาค 

ยกระดับไทยจาก
โรงงานรับจ้าง
ประกอบ สู่การเป็น
ศูนย์กลางทดสอบและ
พัฒนาเทคโนโลยี
ระบบแสง (Photonic 
Validation Hub) 
ของภูมิภาค ยกระดับ
เป็นปลายน ้าขั้นสูง 

เยอรมนี Infineon 
Technologies 

AG 

โรงงาน Back-
end Assembly 
& Test 
(สมุทรปราการ) 
ท าการบรรจุภัณฑ์
และทดสอบชิปบริ
หารจัด
การพลังงาน/
Microcontroller 
Unit (MCU) 
ขนาดเล็ก และมี 

1) ขยายสายการประกอบสู่ SiC 
Power Module ขั้นสูง: เชื่อม
โยงเวเฟอร์ที่เสร็จแล้วจาก โรง
หล่อชิป (Foundry) ของบริษัท
ในมาเลเซีย มาท ากระบวนการ
บรรจุภัณฑ์โมดูลก าลังสูงในไทย
ป้อนอุตสาหรรมต่อเนื่องใน
ประเทศไทย เช่น ไฟฟ้าก าลังใน 
Data Center (บริษัท Delta 
Electronics (Thailand) PCL) 
และค่ายรถ EV ในประเทศไทย 

1) เพิ่มความเข้มแข็ง
สาขา Power 
Semiconductor 
ระดับปลายน ้า 2) 
ยกระดับสาขา Power 
Semiconductor สู่
ระดับต้นน ้า 
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ประเทศ บริษัทเป้าหมาย สถานะ / ฐาน
เดิมในไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ (Strategic 

Policy Pitch) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชงิ
ยุทธศาสตร์ฯ 

Wafer Fab 
(Kulim มาเลเซีย) 
ผลิตแผ่นเวเฟอร์ 
SiC 

2) จัดตั้ง Automotive & Data 
Center Power Application 
Center: เป็นศูนย์ R&D ร่วม
ออกแบบ (Co-Design) และ
วิเคราะห์ความเสียหาย 
(Failure Analysis) กับลูกค้า
ระดับ Top-tier ด้าน Data 
Center และ EV ในไทย 

เนเธอร์แลนด์ NXP 
Semiconductor

s N.V. 

โรงงาน Back-
end Assembly 
& Test ขนาด
ใหญ่ (กรุงเทพฯ) 
ท าการทดสอบ
และบรรจุภัณฑ์ชิ
ปยานยนต์และ 
MCU ทั่วไป 

ขยาย/ย้าย Automotive IC 
Design & MCU Software 
Center: น าศูนย์ R&D ระดับต้น
น ้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ควบคุมและออกแบบวงจรชิ
ปยานยนต์มาตั้งที่ประเทศไทย 

ยกระดับสาขา 
Automotive 
Semiconductor สู่
ระดับต้นน ้า (IC 
Design & Software) 

เนเธอร์แลนด์ SMART 
Photonics B.V. 

ยังไม่มีการ
ด าเนินการในไทย 
เป็น InP 
Specialty Wafer 
Foundry ระดับ
โลก 

ส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัย (Academic & 
R&D Partnership Hub): 
ชักชวนท าความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัย/
ศูนย์วิจัยไทย ในการวิจัยชิปแสง 
InP PICs บริษัทมีโอกาสเข้าถึง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
Data Center / Fabrinet ใน
ภูมิภาค 

ยกระดับความรู้
เทคโนโลยีระดับกลาง
น ้า Specialty Front-
end / 
Optoelectronics 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่บุคลากร
ไทย 

เนเธอร์แลนด์ EFFECT 
Photonics B.V. 

ยังไม่มีการ
ด าเนินการในไทย 
เป้น Fabless InP 
PIC Design ที่จ้าง 
SMART 
Photonics ผลิต

เชิญชวนจัดตั้ง R&D & Design 
Center: ดึงดูดการตั้งศูนย์
ออกแบบและทดสอบวงจรแสง 
(PIC Design & Validation) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยไทยและ 
Fabrinet เพื่อลดต้นทุน R&D 

ยกระดับสาขา 
Photonics สู่ระดับ
ต้นน ้า (IC Design) 
และสร้างบุคลากรไทย
ด้านชิปแสง 
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ประเทศ บริษัทเป้าหมาย สถานะ / ฐาน
เดิมในไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ (Strategic 

Policy Pitch) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชงิ
ยุทธศาสตร์ฯ 

เวเฟอร์ และส่ง
ประกอบที่ 
Fabrinet ไทย 

และสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการป้อนวิศวกรไทยสู่
อุตสาหกรรม 

สวิตเซอร์แลนด์ STMicroelectro
nics N.V. 

ยังไม่มีการ
ด าเนินการในไทย 
แต่เป็นผู้น าด้าน 
Power 
Semiconductor 
มี Wafer Fab ใน
สิงคโปร์และอิตาลี 

ตั้งฐานบรรจุภัณฑ์ SiC Power 
Module ขั้นสูง: ดึงดูด
สายการผลิต Advanced 
OSAT โดยรับเวเฟอร์จาก
สิงคโปร์/อิตาลี มาบรรจุโมดูลใน
ไทย (เพื่อป้อน/เชื่อมโยงกับ 
Delta Electronics และค่ายรถ 
EV ในไทย)  

เพิ่มความเข้มแข็ง
สาขา Power 
Semiconductor 
ระดับปลายน ้า และ
เชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทาน EV  

ญี่ปุ่น ROHM Co., Ltd. โรงงาน Back-
end Assembly 
(ปทุมธานี) ท าการ
บรรจุภัณฑ์และ
ทดสอบชิปดิสครีต
และไดโอด
มาตรฐาน 

ขยายสายการผลิต High-
Power SiC Module 
Packaging: ย้าย/ขยาย
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โมดูล SiC 
ความทนทานสูงจากญี่ปุ่น/
มาเลเซีย มาลงโรงงานปทุมธานี 
เพื่อป้อนค่ายรถ EV ในไทย 

เพิ่มความเข้มแข็ง
สาขา Power 
Semiconductor 
ระดับปลายน ้า 
(Advanced Module 
Packaging) 

จีน BYD 
Semiconductor 

Co., Ltd. 

ยังไม่มีฐานผลิต
ชิปในไทย มีเพียง
โรงงานประกอบ
รถยนต์ EV ที่
ระยอง โดยมี 
Wafer Fab ผลิต
ชิป Power เองใน
จีน) 

จัดตั้ง Automotive Power 
Module OSAT Center: รับ
แผ่นเวเฟอร์ SiC/IGBT จาก 
Fab ในจีน เข้ามาท า
กระบวนการตัด บรรจุเข้าโมดูล 
และทดสอบในไทย ก่อนส่งเข้า
สายประกอบรถยนต์ BYD จ.
ระยอง โดยตรง 

ยกระดับสาขา Power 
Semiconductor สู่ 
Advanced OSAT 
และเสริมห่วงโซ่
อุปทาน EV ใน
ประเทศ 

จีน Shandong 
Tianyue 

Advanced 
Material 

Technology 
Co., Ltd. (SICC) 

ยังไม่มีฐานในไทย 
แต่เป็นผู้น าการ
ผลิตแผ่น SiC 
Substrate ต้นน ้า
ในจีน 

จัดตั้ง SiC Substrate 
Polishing & Service Hub : 
น าเข้าแผ่น SiC เปล่ามาแปรรูป
และเตรียมผิวหน้า เพื่อส่งป้อน
ให้ Hana / FT1 (ล าพูน) ซึ่ง
เป็น Wafer Fab แห่งแรกใน

ยกระดับห่วงโซ่
อุปทานขั้นต้นน ้า 
(Materials) และ
สนับสนุน Local 
Champion (Hana / 
FT1) 
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ประเทศ บริษัทเป้าหมาย สถานะ / ฐาน
เดิมในไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ (Strategic 

Policy Pitch) 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชงิ
ยุทธศาสตร์ฯ 

ไทย (ด้าน Power 
Semiconductor) และส่งออก
ป้อน Fab ในมาเลเซีย 

จีน Suzhou 
InnoLight 

Technology 
Co., Ltd. 

โรงงานประกอบ 
Optical 
Transceiver 
(สระบุรี) น าชิป
แสงส าเร็จรูปมา
ประกอบเข้าโมดูล
รับส่งสัญญาณ
ความเร็วสูง 

ตั้ง High-Speed Optical 
Failure Analysis Lab & 
Regional Logistics Hub: 
ยกระดับสายการผลิตสระบุรีสู่
การเป็นศูนย์วิเคราะห์ความ
เสียหายเชิงลึกและการทดสอบ
ชิปแสงความเร็วสูง 800G/1.6T 
ส าหรับ AI Data Center 

ยกระดับสาขา 
Optoelectronics สู่
การวิเคราะห์ข้ันสูง 
(Failure Analysis) 
รองรับ AI Data 
Center 

ไต้หวัน Vanguard 
International 

Semiconductor 
Corporation 

(VIS) 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
Phase 2 (ยังไม่มี
ฐานในไทย เป็น 
Specialty 
Power Foundry 
จากไต้หวัน) 

ดึงดูดการลงทุน 8-inch 
Specialty Power Wafer Fab: 
ผลักดันให้เป็น Foundry ผลิต
แผ่นเวเฟอร์แห่งแรกของไทย 
เพื่อรับจ้างผลิตแผ่นเวเฟอร์ให้
บริษัท IC Design ในภูมิภาค 
(วางเป็นเป้าหมายระยะยาวเมื่อ
โครงสร้างพื้นฐานและ 
Ecosystem พร้อม) 

น าไทยเข้าระดับกลาง
น ้า Specialty Front-
end Fab แห่งแรก 
เสริมความสมบูรณ์
ของห่วงโซ่มูลค่า 
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